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Visao geral do Informacao do

O sistema PowerEdge R7615 é um servidor 2U compativel com:

Um processador AMD EPYC série 9004 de 42 geragéo com 128 nucleos

12 slots DIMM DDR5

Refrigeracéo a liquido direta (DLC, Direct Liquid Cooling) opcional para CPUs e/ou configuragdes necessarias

Duas fontes de alimentagdo CA ou CC redundantes

Com 12 unidades de 3,5 polegadas, 8 unidades de 3,5 polegadas ou 24 x 2,5 polegadas, 16 unidades de 2,5 polegadas, 8 unidades
de 2,5 polegadas ou 2 unidades de 2,5 polegadas (traseiras), 4 unidades de 2,5 polegadas (traseiras) SAS, SATA ou NVMe (disco
rigido/SSD).

Com 32 x EDSFF E3.S, 16 x EDSFF E3.S, 8 x EDSFF E3.S ou 4 x EDSFF E3.S (traseiras) NVMe de 59 geracéo.

Slots de expanséo habilitados para PCl Express® (PCle) 5.0

Tecnologias de interface de rede para cobrir a placa de interface de rede (NIC)

NOTA: Para ver mais informagdes sobre como fazer a troca a quente do dispositivo NVMe PCle SSD U.2, consulte o Guia do
usudrio do Dell Express Flash NVMe PCle SSD em Pagina de Suporte da Dell > Procurar todos os produtos > Infraestrutura
do data center > Adaptadores e controladores de armazenamento > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD >
Documentacédo > Manuais e documentos.

NOTA: Neste documento, todas as instancias de unidades SAS, SATA sdo chamadas de unidades, a menos que seja especificado de
outra forma.

CUIDADO: Niao instale GPUs, placas de rede ou outros dispositivos PCle no sistema que nio sejam validados e testados
pela Dell. Os danos causados por instalacdo de hardware nao autorizado e invalidado anulardo e invalidardo a garantia do
sistema.

Tépicos:

Cargas de trabalho principais
Novas tecnologias

Cargas de trabalho principais

Clientes que buscam computagado acelerada para maximizar o desempenho em arquitetura de servidor densa e escalavel para atender aos
seguintes aplicativos:

High Performance Computing
Infraestrutura de desktop virtual (VDI)
Virtualizagéo

Novas tecnologias

Tabela 1. Novas tecnologias

Tecnologia Descricdo detalhada

Processador AMD Genoa (SP5) Contagem de nucleos: até 128 por processador

tecnologia de processo de 5 nm

Interconexdo global de memaria entre chips AMD (xGMI) de 64
pistas

Velocidades de 4,1 GHz
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Tabela 1. Novas tecnologias (continuacdo)

Tecnologia

Descricdo detalhada

TDP méxima: 300 W+

Memoria DDR5 de 4.800 MT/s

Com 12 canais com 1 DPC por CPU e 12 DIMMs no total

Suporta RDIMM ECC DDR5

PCle geracéo

52 geragéo a 32 GT/s

Slot PCle

Com 8 slots PCle com 8 ou 16 pistas

E/S flexivel

Placa LOM, 2 portas de 1 Gb com controlador de LAN BCM5720

E/S traseira com:

e Porta de rede de gerenciamento dedicado de 1 GB
e 1USB3.0

e 1USB20

e Porta VGA

Opgao de porta serial com placa STD RIO

OCP 3.0 mezanino (compativel com PCle x8)

E/S frontal com:

e 1USB20

e Porta 1x iDRAC Direct (Micro AB USB)
e 1porta VGA

CPLD de 1 fio

Suporte a dados de payload da riser PERC da parte frontal, BOSS
N1, BP e E/S traseira para BIOS e iDRAC.

PERC dedicado

PERC 1

e HBA355i, H355, H755, H755N
PERC 12

e H9I65i

e H965e

e HBA465i

e HBA465e

RAID de Software

S$160

Fontes de alimentacéo

A dimens&o de 60 mm/86 mm é o mesmo formato de PSU no
design de 15 G ou 16 G.

CA/CCAT Titanium de 700 W

CA/CCAT Platinum de 800 W

CA/CCAT Titanium de 1100 W

CA/CCAT Platinum de 1.400 W

CA/CCAT Titanium de 1400 W

CA/CCAT Titanium de 1.800 W

CA/CCAT Platinum de 2.400 W

1100 W -48 CCBT
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Recursos do sistema e comparacao de geracao

A tabela a seguir mostra a comparagé&o entre o PowerEdge R7615 e o PowerEdge R7515.

Tabela 2. Comparacéo de recursos

Recursos PowerEdge R7615 PowerEdge R7515

Processadores Um processador AMD® EPYC Genoa (SP5) de 42 | Um processador AMD® EPYC™ de 292 ou 32 geragdo
geracao

Interconexdo da CPU Interconexao global de memaria entre chips Interconexdo global de meméria entre chips (xGMI) de 16
(xGMI) de 32 GT/s. GT/s.

Meméria 12 x RDIMMs DDR5 (3 TB), largura de banda de 16 x RDIMMs (1 TB), LRDIMM DDRA4 (2 TB), largura de
4.800 MT/s banda de 3.200 MT/s

Adaptadores: mini PERC: HBA330
PERC: H330, H730P

Software RAID: S150

BOSS S1

Controladores de e PERC 11: HBA355i, H355, H755, H755N
armazenamento e PERC 12: H965i, H965e, HBA465i, HBA465e
e Software RAID: S160

e BOSS-N1

Compartimentos de Compartimentos frontais: Compartimentos frontais:

unidades e (Com 8 unidades SAS4/SATA (disco rigido/ e 3,5 polegadas, 2,5 polegadas - disco rigido SAS de
SSD) de 3,5 polegadas, méx. de 160 TB 12 Gb, SATA de 6 Gb, NVMe

e (Com 12 unidades SAS/SATA (disco rigido/ Compartimento traseiro:
SSD) de 3,5 polegadas, max. de 240 TB e 2 SATA/SAS, discos rigidos de 3,5 polegadas

e Com 8 SAS/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)
de 2,5 polegadas, méx. de 122,88 TB

e (Com 16 SAS/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)
de 2,5 polegadas, méx. de 245,76 TB

e Com 24 SAS/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)
de 2,5 polegadas, méx. de 368,64 TB

e Até 8 unidades E3.S (NVMe 592 geracéo), méx.
de 61,44 TB

e Até 16 unidades E3.S (NVMe 5@ geracdo),
méx. de 122,88 TB

e Até 32 unidades E3.S (NVMe 52 geragéo),
max. de 245,76 TB

Compartimentos traseiros:

e (Com 2 SAS4/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)
de 2,5 polegadas, méax. de 30,72 TB

e Com 4 SAS4/SATA/NVMe (disco rigido/SSD)
de 2,5 polegadas, méx. de 61,44 TB

e Até 4 unidades E3.S (NVMe 52 gerag&o), méx.
de 30,72 TB

Fontes de alimentagédo | PSUs de troca a quente com redundancia CA (Platinum) de 495 W, 1.600 W
completa. o

e Titanium, 700 W, 200 a 240 VCA ou 240 CA (Titanium) de 750 W, 1.600 W

CCAT o
Platinum, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 GeAT | Mede Mix (Flatinum) 750 W, 1100 W

CCBT de 1100 W, -48 a -60 VCC
Titanium, 1.100 W, 100 a 240 VCA ou 240
CCAT

e Titanium, 1.400 W, 100 a 240 VCA ou 240
CCAT
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Tabela 2. Comparacdo de recursos (continuacao)

Recursos

PowerEdge R7615

PowerEdge R7515

e Platinum, 1.400 W, 100 a 240 VCA ou
240 CCAT

Titanium, 1.400 W, 277 VCA ou 336 CCAT
e Titanium, 1.800 W, 200 a 240 VCA ou 240
CCAT

Platinum, 2.400 W, 100 a 240 VCA ou

240 CCAT

Opgoes de refrigeragdo

Refrigeracéo a ar

e Refrigerac&o a liquido direta (DLC) opcional
NOTA: Necessério para determinadas SKUs
de CPU e/ou configuracéo. A refrigeragéo
DLC n&o € uma solucdo independente, ela
requer suporte ao produto no nivel do rack
(consulte os produtos DLC 3000 ou DLC
7000).

e Refrigeracdo a ar

Ventiladores

Com seis ventiladores hot plug de alto
desempenho Silver (HPR SLVR) ou de alto
desempenho Gold (HPR Gold)

Com seis ventiladores hot plug de desempenho padréo
(STD)/de alto desempenho (HPR)

Dimensé&o Altura: 86,8 mm (3,41 polegadas) Altura: 86,8 mm (3,41 polegadas)
Largura: 482 mm (18,97 polegadas) Largura: 434 mm (17,09 polegadas)
Profundidade: 772,13 mm (30,39 polegadas) com | Profundidade: 647,1 mm (25,48 polegadas) com tampa
tampa
Profundidade: 758,29 mm (29,85 polegadas) — Profundidade: 625 mm (24,6 polegadas) — sem tampa
sem tampa
Formato Servidor em rack de 2U Servidor em rack de 2U
Gerenciamento e DRAC9 e iDRAC9
incorporado e DRAC Direct e iDRAC Direct
e DRAC API RESTful com Redfish e DRAC API RESTful com Redfish
e Manual de Servigo do iDRAC e Manual de Servico do iDRAC
o Modulo sem fio Quick Sync 2 e Modulo sem fio Quick Sync 2
Tampa Tampa de seguranga ou borda de LCD opcionais Tampa de seguranga ou borda de LCD opcionais

Software OpenManage

OpenManage Enterprise

Plug-in do OpenManage Power Manager
Plug-in do OpenManage SupportAssist
Plug-in do OpenManage Update Manager
Plug-in do CloudIQ para PowerEdge
OpenManage Enterprise Integration for
VMware vCenter

e OpenManage Integration for Microsoft System
Center

e OpenManage Integration with Windows Admin
Center

OpenManage Enterprise

Plug-in do OpenManage Power Manager
Plug-in do OpenManage Services

Plug-in do OpenManage Update Manager

Mobilidade OpenManage Mobile OpenManage Mobile
OpenManage e BMC TrueSight e BMC TrueSight
Integrations e Microsoft System Center o Microsoft System Center
e OpenManage Integration with ServiceNow e Red Hat Ansible Modules
o Red Hat Ansible Modules e VMware vCenter
e Provedores de plataformas
8 Recursos do sistema e comparacéao de geracao




Tabela 2. Comparacdo de recursos (continuacao)

AMD Secure Memory Encryption (SME)
AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)

Recursos PowerEdge R7615 PowerEdge R7515
e VMware vCenter e vRealize Operations
Manager
Seguranga e Firmware com assinatura criptografada e Firmware com assinatura criptografada
e Secure Boot e Secure Boot
e Apagamento seguro e Apagamento seguro
e Raiz de confianga de silicio e Raiz de confianga de silicio
e Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 e Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou
Enterprise ou data center) data center)
e TPM 2.0 (opcional), TCM 2.0 opcional e TPM1.2/2.0 (opcional), TCM 2.0 opcional

AMD Secure Memory Encryption (SME)
AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)

NIC incorporada

LOM com 2 portas de 1 GbE (opcional)

LOM com 2 portas de 1 GbE

e 4 slots PCle de 52 geragéo
e 4 slots PCle de 49 geracédo

Opcoes de rede 1 placa OCP 3.0 (opcional) OCP 3.0 x16 mezanino
NOTA: O sistema permite que uma placa
LOM, uma placa OCP ou ambas sejam
instaladas.
Opgdes de GPU 3 x 300 W (DW) ou 6 x 75 W (SW) Com4x150 W
Portas Portas frontais Portas traseiras Portas frontais Portas traseiras
e Porta1xiDRAC e 1porta Ethernetdo |e 1 porta micro e 2USB20
Direct (Micro AB iDRAC dedicada USB dedicada para | e 1 porta Ethernet/iDRAC
USB) e 1USB20 iDRAC Direct
e 1USB20 e 1USB3.0interno e 2USB20 2 USB 3.0
o 1VGA e 1 serial (opcional) o 1VGA 1 porta serial (opcional)
e 1VGA (opcional 1VGA
para configuragéo
de refrigeracéo a
liquido direta)
Porta interna: 1 porta USB 3.0 Porta interna: 1 porta USB 3.0
PCle Com oito slots de PCle Com quatro slots de PCle

e 2 slots PCle 32 geragéo
e 2 slots PCle 42 geragéo

Sistema operacional e
hypervisors

Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Para obter especificagdes e detalhes de
interoperabilidade, consulte a pagina Dell
Enterprise Operating Systems em Servers,

Storage and Networking em Dell.com/OSsupport.

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Windows Server LTSC com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Para obter especificagdes e detalhes de
interoperabilidade, consulte a pagina Dell Enterprise

em Dell.com/OSsupport.

Recursos do sistema e comparacéao de geracao
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Visoes e recursos do chassi

Toépicos:

¢ Vis&o frontal do sistema
e Visfo posterior do sistema
¢ Dentro do sistema

Visao frontal do sistema

Figura 1. Visdo frontal do sistema de 24 unidades de 2,5 polegadas

Figura 3. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 2,5 polegadas

Figura 4. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 3,5 polegadas
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Figura 5. Visdo frontal do sistema com 12 unidades de 3,5 polegadas

Figura 6. Visdo frontal de 32 x EDSFF E3.S

Figura 7. Visao frontal de 16 x EDSFF E3.S

Figura 8. Visdo frontal de 8 x EDSFF E3.S
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Visao posterior do sistema

Figura 9. Visdo posterior do sistema

Figura 10. Visdo posterior do sistema com médulo de 2 unidades traseiras de 2,5 polegadas

Figura 12. Visdo posterior do sistema com refrigeracdo a liquido direta

12 Visdes e recursos do chassi
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Figura 13. Visdo posterior do sistema com médulo de 4 unidades traseiras EDSFF E3.S

@l NOTA: Para ver mais informagdes sobre as portas, os painéis e os slots, consulte a se¢do Especificagdes técnicas.

Dentro do sistema

Figura 14. Dentro do sistema
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Figura 15. Visdo interna do sistema com risers de comprimento completo e defletor da GPU
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Figura 16. Dentro do sistema com médulo de refrigeracéo a liquido do processador
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Figura 17. Dentro do sistema com risers + 4 unidades EDSFF E3.S traseiras

16
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Processador

Toépicos:

. Recursos do processador

Recursos do processador

AMDA

O processador AMD EPYC™ série 9004 ("Genoa") é o sistema AMD EPYC™ de 49 geragdo em um chip (SOC) que dé suporte ao data
center moderno. O processador AMD EPYC™ série 9004 é baseado na infraestrutura de soquete compativel com SP5 da AMD com um
novo BIOS. O processador AMD EPYC™ série 9004 n&o é compativel com a infraestrutura de soquete SP3 da AMD para processadores
EPYC™ série 7002 ("Rome") e 7003 ("Milan"). Com base em nucleos "Zen4" e "Zen4c" da AMD, controladores de E/S integrados, 32 MB
de cache L3 por nulcleo, seguranga avangada e velocidades de fabric e relégio de meméria sincronizadas, o "Genoa" foi projetado para ter
um desempenho aprimorado, reduzir TCO e acelerar o tempo de resultados com tecnologias de Ultima geragéo.

A seguir, ha uma lista dos recursos e fungdes incluidos na oferta do AMD Genoa:

e Com suporte para 128 ntcleos AMD Zen4c, 96 nucleos AMD Zen4 x86 com desempenho aprimorado de 32 MB de cache/ndcleo L3.
Suporte integrado de E/S para 128 pistas com PCI Express 5 em plataformas Dell (a AMD oferece suporte a 160 pistas de E/S com
2P).

e Desempenho de memdria aprimorado com suporte para 4.800 MT/s DIMMs (1 DPC) e suporte 3DS RDIMM. Desempenho de meméria
aprimorado com: Infinity Fabric™ e relégio de meméria sincronizados. Maior cache L3 x86 disponivel — com 32 MB/nUcleo.

e (Capacidade de memaria com 12 canais DDRb e suporte de 256 GB/canal com opgdes de otimizagdo de desempenho de 2, 4, 6, 8,10 e
12 canais.

e Seguranga fisica e virtual aprimorada com AMD Infinity Guard, que inclui seguranga de silicio integrada e recursos virtuais (Secure
Memory Encryption e Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP) para melhorar ainda mais as capacidades de
seguranca de dados e da plataforma.

Processadores compativeis

Tabela 3. Lista de processadores compativeis com o PowerEdge R7615

Ndmero do Frequéncia Nucleos/ TDP padréao cTDP (W) Cache L3 (MB) | Frequéncia
modelo do basica (GHz) threads (W) maxima do DDR
processador (1DPC)
9754 2,25 128/256 360 360-400 256 4.800

9734 2,20 12/224 340 340-400 256 4.800

9654 24 96/192 360 320-400 384 4.800

9634 2,25 84/168 290 240-300 384 4.800

9554 3,10 64/128 360 320-400 256 4.800

9534 2,45 64/128 280 240-300 256 4.800

9454 2,75 48/96 290 240-300 256 4.800

9354 3,25 32/64 280 240-300 256 4.800

9334 2,70 32/64 210 200-240 128 4.800
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Tabela 3. Lista de processadores compativeis com o PowerEdge R7615 (continuacéo)

Ndmero do Frequéncia Nicleos/ TDP padrao cTDP (W) Cache L3 (MB) | Frequéncia
modelo do basica (GHz) threads W) maxima do DDR
processador (1DPC)
9254 2,9 24/48 200 200-240 128 4.800

9224 2,5 24/48 200 200-240 384 4.800

9124 3,00 16/32 200 200-240 64 4.800
9474F 3,6 48/96 360 320-400 256 4.800
9374F 3,85 32/64 320 320-400 256 4.800
9274F 4,05 24/48 320 320-400 256 4.800
9174F 410 16/32 320 320-400 256 4.800
9654P 24 96/192 360 320-400 384 4.800
9554P 3,1 64/128 360 320-400 256 4.800
9454P 2,75 48/96 290 240-300 256 4.800
9354P 3,25 32/64 280 240-300 256 4.800
9684X 2,55 96/192 400 320-400 152 4.800
9384X 3,1 32/64 320 320-400 768 4.800
9184X 3,55 16/32 320 320-400 768 4.800

@l NOTA: Os processadores séo de 12 canais e tém uma frequéncia maxima de 4.800 MT/s (1DPC)
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Subsistema de memoria

Topicos:

*  Memodria compativel

Memoéria compativel

O R7615 suporta até 12 DIMMs, com até 3.072 GB de memodria e velocidades de até 4.800 MT/s.

O R7615 é compativel com RDIMMSs registrados, possibilitando a capacidade méxima de memaria da plataforma. DIMMSs ndo bufferizados
(UDIMMs) ndo séo compativeis.

Tabela 4. Comparacéo da tecnologia da memoéria

Recurso PowerEdge R7615 (DDR5)
Tipo de DIMM RDIMM

Velocidade da transferéncia 4.800 MT/s

Tens&o 11V

A tabela a seguir lista os DIMMs compativeis com o R7615. Para ver as informagdes mais recentes sobre as configuracdes de memdria € a
memoria compativel, consulte o SDL mais recente.

Tabela 5. DIMMs compativeis

Tipo de DIMM ?gggcidade do DIMM Ranks por DIMM Largura de dados Tensdo do DIMM (V)
RDIMM DDR5 16 1 x8 11
RDIMM DDR5 32 2 x8 11
RDIMM DDR5 64 2 x4 11
RDIMM DDR5 128 4 x4 11
RDIMM DDR5 256 8 x4 11
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De armazenamento

Topicos:

*  Especificagdes do controlador de armazenamento
. Unidades compativeis

¢ Configuracédo de armazenamento interno

e Armazenamento externo

Especificacdes do controlador de armazenamento

O PowerEdge R7615 sistema oferece suporte as seguintes placas controladoras:

Tabela 6. Placas controladoras de armazenamento

Placa controladora de armazenamento compativel

RAID de Software
e S160

Controladoras internas
PERC H965i
PERC H755

e PERC H755N

e PERC H355

Inicializag&o interna
o Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 SSDs M.2

Controladoras externas
e HBA355e

e PERC H965e

o HBA465e

Adaptadores de barramento de host SAS
e HBA355i
o HBA465I

Unidades compativeis

A tabela abaixo lista as unidades internas compativeis com o R7615.

Tabela 7. Unidades compativeis

Formato Tipo Velocidade Velocidade de | Capacidades
rotacao
2,5 polegadas | vVSAS 12 Gb SSD 1,92 TB, 3,84 TB, 960 GB, 7,62 TB
2,5 polegadas | SAS 24 Gb SSD 1,92 TB, 1,6 TB, 800 GB, 3,84 TB, 960 GB, 7,68 TB
2,5 polegadas | SATA 6 Gb SSD 1,92 TB, 480 GB, 960 GB, 3,84 TB
2,5 polegadas | NVMe 49 geragéo SSD 1,80Tg, 327T8B,6,47TB,192TB, 3,84 TB, 15,63 TB, 7,68 TB, 800 GB,
4 B
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Tabela 7. Unidades compativeis (continuacdo)

Formato Tipo Velocidade | Velocidade de Capacidades

rotacdo
2,5 polegadas | DC NVMe | 42 geragao SSD 3,84 TB, 960 GB
2,6 polegadas | SAS 12 Gb 10K 600 GB, 1,2 TB, 24 TB
3,5 inches SATA 6 Gb 72K 27TB,47B,8TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB
3,5 inches SAS 12 Gb 72K 27TB,47B,8TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB
EDSFF E3.S NVMe 59 geragéo SSD 3,847TB, 7,68 TB

Configuracdao de armazenamento interno

Tabela 8. Matriz de configuracdao de armazenamento interno do R7615

Disco Slots Parte frontal do Armazenamen | Qtd. Controlador(es) Formato do
rigido/SSD universais/ armazenamento 16G | to traseiro PERC de controlador
total (ndo habilitados (f+a) armazenamento
BOSS) para NVMe
O* 0/0 N/D N/D 0+0 N/D N/D
8 0/0 2U 8x3,5" Passivo N/D 1+0 HBA355i/H355 N/D
12 0/0 2U 12x3,5" Passivo v2 | N/D 0+1 HBA355i / H355 / | Adaptador PERC
H755
14 0/0 2U 12x3,5" Passivo v2 | 2U Traseiro 0+1 HBA355i / H355 / | Adaptador PERC
2x2,5" univ H755
SAS4
14 0/0 2U 12x3,5" Passivo v2 | 2U Traseiro 0+1 HO65i Adaptador PERC
2x2,5" univ
SAS4
16 0/0 2U 12x3,5" Passivo v2 | 2U Traseiro 0+1 HBA355i / H355 / | Adaptador PERC
4x2,5" univ H755
SAS4
16 070 2U 12x3,5" Passivo v2 | 2U Traseiro O0+1 HOI65i Adaptador PERC
4x2,5" univ
SAS4
16 4/0 2U 12x3,5" Passivo v2 | 2U 4x E3 GBx2 | O+1 HBA355i / H355 / | Adaptador PERC
Traseiro Ortho H755 /7 $160
_NVMe
8 870 2U 8x2,5" Uni (como N/D 0+0 S160 _NVMe N/D
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP
8 870 2U 8x2,5" Uni (como N/D 1+0 H755N PERC frontal
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP
8 870 2U 8x2,5" Uni (como N/D 140 HO65i PERC frontal
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP
16 0/0 2U 8x2,5" SAS4/SATA |N/D 140 HBA355i / H355 / | PERC frontal
V2 *2 H755

De armazenamento
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Tabela 8. Matriz de configuracdo de armazenamento interno do R7615 (continuacéo)

Disco Slots Parte frontal do Armazenamen | Qtd. Controlador(es) Formato do

rigido/SSD universais/ armazenamento 16G | to traseiro PERC de controlador

total (ndo habilitados (f+a) armazenamento

BOSS) para NVMe

16 0/0 2U 8x2,5" SAS4/SATA |N/D 1+0 HOB5i PERC frontal
V2 *2

16 16/0 2U 8x2,5" Uni (como N/D 0+0 S160_NVMe N/D
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP *2

16 16/0 2U 8x2,5" Uni (como N/D 2+0 H755N PERC frontal
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP *2

16 16/0 2U 8x2,5" Uni (como N/D 2+0 HO65i PERC frontal
8x2,5" NVMe ou
16x2,5" NVME) Baixa
Perda PCB BP *2

24 870 2U 8x2,5" SAS4/SATA |N/D 140 HBA355i / PERC frontal
V2 *3 H355 / H755 /

S160_NVMe

24 870 2U 8x2,5" SAS4/SATA |N/D 140 H965i/S160_NVMe | PERC frontal
V2 *3

24 070 2U 24x2,5" SAS4A/SATA |N/D 1+0 HBA355i / H355 / | PERC frontal
expansor (com 8x H755
universal)

24 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA |N/D 1+0 H965i PERC frontal
expansor (com 8x
universal)

24 8/8 2U 24x2,5" SAS4/SATA | N/D 140 HBA355i / H355 / | PERC frontal
expansor (com 8x H755
universal)

24 8/8 2U 24x2,5" SAS4/SATA | N/D 140 HO65i PERC frontal
expansor (com 8x
universal)

26 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 140 HBA355i / H355 / | PERC frontal
expansor (com 8x 2x%2,5" univ H755
universal) SAS4

26 070 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 1+0 HOI65i PERC frontal
expansor (com 8x 2x2,5" univ
universal) SAS4

26 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 1+0 HBA355i / H355 / | PERC frontal
expansor (com 8x 2x2,5" univ H755
universal) SAS4

26 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 1+0 HI65i PERC frontal
expansor (com 8x 2x%2,5" univ
universal) SAS4

28 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 140 HBA355i / H355 / | PERC frontal
expansor (com 8x 4x2,5" univ H755
universal) SAS4

28 0/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U Traseiro 140 HO65i PERC frontal
expansor (com 8x 4x2,5" univ
universal) SAS4
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Tabela 8. Matriz de configuracdo de armazenamento interno do R7615 (continuacéo)

Ortho *3

Disco Slots Parte frontal do Armazenamen | Qtd. Controlador(es) | Formato do
rigido/SSD universais/ armazenamento 16G | to traseiro PERC de controlador
total (ndo habilitados (f+a) armazenamento
BOSS) para NVMe
28 4/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA [ 2U 4x E3 Gbx2 | 140 HBA355i / PERC frontal
expansor (com 8x Traseiro Ortho H355 / H755 /
universal) S160_NVMe
28 4/0 2U 24x2,5" SAS4/SATA | 2U 4x E3 GB5x2 | 1+0 H965i/S160_NVMe | PERC frontal
expansor (com 8x Traseiro Ortho
universal)
24 24/0 2U 24x2,5" NVMe N/D 0+0 S160_NVMe N/D
Switch BP - Atlas 2 5¢
geracéo
24 24/0 2U 24x2,5" NVMe N/D 2+0 HO65i PERC frontal
Switch BP - Atlas 2 5¢
geracéo
16 1670 2U 8x E3 G5x2 Gbx4 N/D 2+0 H755N PERC frontal
Ortho *2
16 1670 2U 8x E3 Gbx2 Gbx4 N/D 2+0 H965i PERC frontal
Ortho *2
32 3270 2U 8x E3 Gbx2 Gbx4 N/D 0+0 S160_NVMe N/D
Ortho *4
36 3670 2U 8x E3 Gbx2 Gbx4 2U 4x E3 GBx2 | 0+0 S160_NVMe N/D
Ortho *4 Traseiro Ortho
8 870 2U 8x E3 Gbx2 Gbx4 N/D 0+0 S160_NVMe N/D
Ortho
16 1670 2U 8x E3 G5x2 G5x4 N/D 0+0 S160_NVMe N/D
Ortho *2
20 20/0 2U 8x E3 G5x2 Gbx4 N/D 0+0 S160_NVMe N/D

®| NOTA: *BOSS/IDSDM Obrigatério: todas as outras configuragdes séo compativeis com a BOSS/IDSDM opcional.

Armazenamento externo

O R7615 é compativel com os tipos de dispositivos de armazenamento externo listados na tabela abaixo:

Tabela 9. Compatibilidade para dispositivos de armazenamento externo

Tipo de dispositivo

Descricao

Fita externa

Suporta a conexao com produtos externos de fita USB

Software de equipamento NAS/IDM

Compativel com a pilha de software NAS

JBOD

Compativel com conexdo a JBODs da série MES

De armazenamento
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Toépicos:

e Suporte a OCP 3.0

Suporte a OCP 3.0

Tabela 10. Lista de recursos do OCP 3.0

Rede

Recurso OCP 3.0

Formato SFF

PCle geracédo 49 geragéo

Largura maxima do PCle x8, x16 (com cabo OCP)
N¢ méximo de portas 4

Tipo de porta

BT/SPF/SFP+/SFP28/SFP56/Q56

Velocidade maxima de porta

25 GbE, 100 GbE (com cabo OCP)

NC-SI Sim
SNAPI Nao
WolL Sim
Consumo de energia 15a3b5 W
Placas OCP compativeis
Tabela 11. Placas OCP compativeis
Formato Fornecedor Tipo de porta Velct>cidade maxima de | Contagem de portas
porta
OCP 3.0 Broadcom Q56 100 GbE 2
Mellanox SFP56 100 GbE 2
Mellanox SFP28 25 GbE 2
Broadcom SFP28 25 GbE 4
Broadcom SFP28 25 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 4
Broadcom BT 10 GbE 4
Intel BT 10 GbE 2
Broadcom BT 10 GbE 2
Intel BT 10 GbE 4
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Tabela 11. Placas OCP compativeis (continuacao)

Formato Fornecedor Tipo de porta Velocidade maxima de | Contagem de portas
porta
Intel BT 1 GbE 4
Intel BT 1GbE 4
Broadcom BT 1 GbE 4

Comparacoes entre placas auxiliares de rede em rack e OCP NIC 3.0

Tabela 12. Comparacédo de NIC OCP 3.0, 2.0 e rNDC

Formato Dell rNDC OCP 2.0 (LOM OCP 3.0 Notas

mezanino)

Geracgao da PCle 32 geragéo 32 geragéo 42 gerag&o OCP3 compativel & SFF
(formato pequeno)

Méx. de faixas PCle x8 x16 x16 Consulte matriz de
prioridade do slot do
servidor.

LOM compartilhado Sim Sim Sim Esteéo
redirecionamento de
porta iDRAC.

Alimentagao auxiliar Sim Sim Sim Usado para LOM
compartilhado

Rede
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Subsistema PCle

Topicos:

Risers PCle

Risers PCle
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Figura 18. Conectores do slot da riser da placa de expansédo

Riser 1
Riser 2
Riser 2
Riser 4
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Figura 19. Riser 1U

1. Slot1
2. Slot?2

Figura 20. Riser 1T HL
1. Slot 2
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Figura 21. Riser 1T FL
1. Slot 2

Figura 22. Riser 2A

1. Slot 3
2. Slot6
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Figura 23. Riser 3A HL
1. Slotb

Figura 24. Riser 3A FL
1. Slotb
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Figura 25. Riser 3B

1. Slot4
2. Slot5

Figura 26. Riser 4A
1. Slot7
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Figura 27. Riser 4P HL
1. Slot7

Figura 28. Riser 4P FL
1. Slot7
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Figura 29. Riser 4@

1. Slot7
2. Slot 8

Figura 30. Riser 4S

1. Slot7
2. Slot8

Tabela 13. Configuracdes de riser PCle

Configuraca | Configuracdo do RSR

N° de CPUs

PERC tipo compativel

Armazenamento traseiro

o possivel
0 SEM RSR 1 PERC frontal Nao
1 R2a+R3a+4p (HL) 1 PERC frontal N&o
2 Rlu + R2a + R3b + 4q 1 PERC frontal / PERC adaptador N&o
3-1 R1t+R2t+R3b+4p (HL) 1 PERC frontal / PERC adaptador Nao
3-2 R1t+R2t+R3b+4p (FL) 1 PERC frontal / PERC adaptador Nao
4-1 R1t+R2t+R3a+4p (HL) 1 PERC frontal N&o
4-2 R1t+R2t+R3a+4p (FL) 1 PERC frontal N&o
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Tabela 13. Configuracdes de riser PCle (continuacdo)

Configuracd | Configuracdo do RSR N° de CPUs | PERC tipo compativel Armazenamento traseiro
o possivel
5-1 R1t+R2t+R3a+4s (HL) 1 PERC frontal N&o
5-2 R1t+R2t+R3a+4s (FL) 1 PERC frontal N&o
6 R2t+R4q 1 PERC frontal / PERC adaptador Sim
7 R1u+R2t+R4q 1 PERC frontal / PERC adaptador Sim
8 R2a+R4a (HL) 1 PERC frontal / PERC adaptador N&o
9 R2a+R3a+4p (HL) 1 PERC frontal / PERC adaptador Sim
10 R1u+R3b+4q (HL) 1 PERC frontal / PERC adaptador Sim
Tabela 14. R2a+R3a+R4p (HL)
Configurac | Local Largura Comprime | Altura R2a R3a R4q
ao nto
1. Assy DPN 3MPPM 8CH2F 535MN
R2a+R3a+R . -
4p (HL) Slot PCle 3 SW HL LP 42 geragéo |- - -
x8
Slot 6 PCle SW HL LP - 42 geragéo |- -
x8
Slot 5 PCle SW HL FH - - 49 geragéo |-
x16
Slot PCle 7 SW HL FH - - - 59 geracgéo
x16
Tabela 15. R1u + R2a + R3b + R4q
Configura | Local Largura Comprime | Altura R1u R2a R3b R4q
cdo nto
2. Assy DPN 92FFD 3MPPM 5W43G 26H63
Rlu+R2a+ . -
R3b+R4q Slot PCle 1 | SW HL FH 42 geragéo - - - -
x8
Slot de SW HL FH 49 geragéo - - - -
PCle 2 x8
Slot PCle 3 | SW HL LP - 52 geragéo | - - -
x8
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 59 geragéo | - -
x8
Slot PCle 4 | SW HL FH - - - 42 geragéo | -
x8
Slot 5 PCle | SW HL FH - - - 42 geragéo | -
x8
Slot PCle 7 | SW HL FH - - - - 52 geragéo
x8
Slot PCle 8 | SW HL FH - - - - 59 geragéo
x8

Subsistema PCle
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Tabela 16. R1t+R2t+R3b+R4p (HL)

Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3b R4p
céo nto
3-1. Assy DPN XWR65 GCDCA4 5W43G 535MN
R1t+R2t+R o -
3b+Rdp Slot de SW HL/FL FH 59 geragéo - - - -
(HL) PCle 2 x16
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 4% geragéo |- -
x16
Slot PCle 4 | SW HL/FL FH - - - 42 geragéo | -
x8
Slot 5 PCle | SW HL/FL FH - - - 42 geragéo | -
x8
Slot PCle 7 | SW HL/FL FH - - - - 52 geragéo
x16
Tabela 17. R1t+R2t+R3a+R4p (FL)
Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3b R4p
céo nto
3-2. Assy DPN WJIGW7 GCDC4 5W43G 5H2GJ
R1t+R2t+R o -
3a+R4p Slot de DW FL FH 52 geragéo - - - -
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 4% geragdo |- -
x16
Slot PCle 4 | SW FL FH - - - 49 geragéo | -
x8
Slot 5 PCle | SW FL FH - - - 49 geragéo | -
x8
Slot PCle 7 | DW FL FH - - - - 52 geragéo
x16
Tabela 18. R1t+R2t+R3a+4p (HL)
Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3a R4p
cao nto
4-1. Assy DPN XWR65 GCDCA4 8C52F 535MN
R1t+R2t+R o N
3a+4p Slot de SW HL FH 59 geragéo - - - -
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 4% geragéo |- -
x16
Slot 5 PCle | SW HL FH - - - 42 geragéo | -
x16
Slot PCle 7 | SW HL FH - - - - 52 geragéo
x16
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Tabela 19. R1t+R2t+R3a+R4p (FL)

Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3a R4p
cao nto
4-2. Assy DPN WJIGW7 GCDCA4 27XPC 5H2GJ
R1t+R2t+R -
3a+R4p Slot de DwW FL FH 59 geragéo - - - -
(FL) PCle 2 x16
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 4% geragéo |- -
x16
Slot 5 PCle | DW FL FH - - - 42 geragéo | -
x16
Slot PCle 7 | DW FL FH - - - - 52 geragéo
x16
Tabela 20. R1t+R2t+R3a+R4s (HL)
Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3a R4s
cédo nto
5-1. Assy DPN XWR65 GCDC4 8CH2F TTFEX7
R1t+R2t+R - -
3a+R4s Slot de SW HL FH 52 geragéo - - - -
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 4% geragéo |- -
x16
Slot 5 PCle | SW HL FH - - - 42 geragéo | -
x16
Slot PCle 7 | SW HL FH - - - - 59 geragéo
x16
Slot PCle 8 | SW HL FH - - - - 59 geragéo
x16
Tabela 21. R1t+R2t+R3a+R4s (FL)
Configura | Local Largura Comprime | Altura R1t R2t R3a R4s
céo nto
5-2. Assy DPN WJIGW7 GCDC4 27XPC 83X3J
R1t+R2t+R o -
3a+R4s Slot de SW HL FH 52 geragé&o - - - -
(FL) PCle 2 x16
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragéo | - - -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LP - - 49 geragéo - -
x16
Slot 5 PCle | SW HL FH - - - 42 geragéo | -
x16
Slot PCle 7 | SW HL FH - - - - 52 geragéo
x16
Slot PCle 8 | SW HL FH - - - - 52 geragéo
x16
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Tabela 22. R2t+R4q

Configuracéo | Local Largura Compriment | Altura R2t R4q
o
6. R2t+R4q Assy DPN GCDCA4 26H63
Slot PCle 3 SW HL LP 49 gerag&o x16 | - -
Slot 6 PCle SW HL LP - 49 geragéo x16 -
Slot PCle 7 SW HL FH - - 52 geragéo
x16
Slot PCle 8 SW HL FH - - 52 geragéo
x16
Tabela 23. R1lu+R2t+R4q
Configurac¢ | Local Largura Comprimen | Altura R1u R2t R4q
ao to
7. Assy DPN 92FFD GCDC4 26H63
Rlu+R2t+R4
q Slot PCle1 | SW HL FH 59 geragéo x8 |- - -
Slot de PCle | SW HL FP 52 geragédo x8 |- - -
2
Slot PCle 3 | SW HL LP - 49 geragdo |- -
x16
Slot 6 PCle | SW HL LH - - 42 gerag&o x16 | -
Slot PCle7 |SW HL FH - - - 52 geragéo
x8
Slot PCle 8 | SW HL FH - - - 59 geracéo
x8
Tabela 24. R1a+R4a (HL)
Configuracéo | Local Largura Compriment | Altura R2a R4a
o
8. R1a+R4a Assy DPN 3MPPM NJPKX
HL
(HL) Slot PCle 3 SW HL LP 492 geragéo x8 |- -
Slot 6 PCle SW HL LH - 49 gerag&o x8 -
Slot PCle 7 SW HL FH - - 49 gerac&o x16
Tabela 25. R2a+R3a+R4p (HL)
Configurac¢ | Local Largura Comprimen | Altura R2a R3a R4p
do to
9. Assy DPN 3MPPM 8CH2F 535MN
R2a+R3a+R o -
4p (HL) Slot PCle 3 | SW HL LP 49 geracdo |- - -
x8
Slot 6 PCle | SW HL LH - 49 geracdo x8 | - -
Slot 5 PCle | SW HL FH - - 49 geracdo |-
x16
Slot PCle 7 | SW HL FH - - - 52 geragéo
x16
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Tabela 26. Rlu+R3b+R4q

Configuraca | Local Largura Compriment | Altura R1u R3b R4q
o o
10. Assy DPN 92FFD 5W43G 26H63
RiurR3b+RAq Slot PCle 1 SW HL FP 59 geragdo x8 - -
Slot de PCle 2 | SW HL FH 59 geragédo x8 - -
Slot PCle 4 SW HL FH - 49 geracéo x8 | -
Slot 5 PCle SW HL FH - 49 geracéo x8 | -
Slot PCle 7 SW HL FH - - 52 geracéo x8
Slot PCle 8 SW HL FH - - 52 geragéo x8

Subsistema PCle
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Energia, térmica e acustica

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colegéo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia. A tabela abaixo lista as ferramentas e tecnologias
que a Dell oferece para reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiéncia no uso de energia:

Topicos:

*  Alimentagé&o
e Térmico
e Acustica

Alimentacao

Tabela 27. Ferramentas e tecnologias de energia

Recurso Descricao

Portfélio de fontes de O portfdlio de PSU da Dell inclui recursos inteligentes, como fazer otimizag&o dindmica da eficiéncia

alimentacdo (PSUs) enquanto mantém disponibilidade e redundancia. Informagdes adicionais podem ser encontradas na
secdo Fontes de alimentagéo.

Ferramentas para O EIPT (Enterprise Infrastructure Planning Tool) € uma ferramenta que pode ajudar a determinar a

dimensionamento correto configuragdo mais eficiente possivel. O EIPT da Dell pode calcular o consumo de energia do hardware,

da infraestrutura de energia e do armazenamento em uma carga de trabalho dada. Saiba mais na
Enterprise Infrastructure Planning Tool.

Conformidade com o setor Os servidores da Dell estdo em conformidade com todas as certificagdes e diretrizes relevantes do
setor, inclusive 80 PLUS, Climate Savers e ENERGY STAR.

Exatidéo do monitoramento de As melhorias do monitoramento energético de PSU incluem:

energia
e Atualmente, a exatiddo do monitoramento de energia da Dell € de 1%, enquanto o padrdo do setor é
de 5%.
Relatérios mais precisos de energia
Melhor desempenho com limitagéo de energia
Limitagcdo de energia Use o gerenciamento de sistemas da Dell para definir o limite de energia de seus sistemas para limitar

a saida de uma PSU e reduzir o consumo de energia do sistema. A Dell é o primeiro fornecedor de
hardware a usar o GUARDMI da AMD para limitag&o répida do disjuntor.

Gerenciamento de sistemas O iDRAC Enterprise e Datacenter oferecem gerenciamento no nivel do servidor que monitora, relata e

controla o consumo de energia no nivel do processador, da memoria e do sistema.

O Dell OpenManage Power Center oferece gerenciamento de energia do grupo no nivel de rack, linha e
data center para servidores, unidades de distribuigcdo de energia e fontes de alimentacéo ininterrupta.

Gerenciamento de energia

ativo O GUARDMI da AMD ¢ uma tecnologia integrada que disponibiliza recursos para geragéo de relatérios

de energia e limite de energia no nivel de servidor individual. A Dell oferece uma solugdo completa

de gerenciamento de energia composta pelo GUARDMI da AMD acessado por meio do Dell iDRAC9
Datacenter e OpenManage Power Center, que permite o gerenciamento baseado em politicas de
energia e temperatura no nivel de servidor, rack e data center individuais. A tecnologia hot spare reduz
o consumo de energia de fontes de alimentag&o redundantes. O controle térmico em uma velocidade
otimiza as configuragcdes térmicas para 0 seu ambiente para reduzir o consumo de ventilador e reduzir o
consumo de energia do sistema.

38 Energia, térmica e acustica


https://www.dell.com/calc

Tabela 27. Ferramentas e tecnologias de energia (continuacao)

Recurso

Descricao

A energia ociosa permite que os servidores Dell funcionem com a mesma eficiéncia quando ociosos ou
com carga de trabalho total.

Refrigeragado a ar fresco

Consulte a restrigdo térmica ASHRAE A3/A4.

Infraestrutura de rack

A Dell oferece algumas das solugdes de infraestrutura de energia de maior eficiéncia do setor, inclusive:
e Unidades de distribuic&o de energia (PDUs)

e Fontes de alimentagé&o ininterrupta (UPSs)

e Compartimentos de contencéo para rack Energy Smart

Encontre informagdes adicionais em: Solugdes de energia e refrigeracdo do data center.

Fontes de alimentacao

As fontes de alimentag&o Energy Smart possuem recursos inteligentes, como a capacidade de otimizar dinamicamente a eficiéncia,
mantendo a disponibilidade e a redundancia. Também s&o destacadas as tecnologias aprimoradas de redugéo de consumo de energia,
como conversé&o de energia de alta eficiéncia e técnicas avangadas de gerenciamento térmico, além de recursos integrados de
gerenciamento de energia, incluindo monitoramento de energia de alta precisdo. A tabela a seguir mostra as opgdes de fonte de
alimentag&o que estdo disponiveis para o R7615.

Tabela 28. Opc¢des de fonte de alimentacédo

Poténcia Frequéncia Tensdo/corrente Classe Dissipacdo de
calor

HLAC de modo 50/60 Hz 200 a 240 VCA/41 A Titanium 2.625 BTU/h
misto de 700 W

Modo misto de 800 W 240 VCC/3,4 A N/D 2.625 BTU/h
Modo misto de 50/60 Hz 100a240 VCA/9,2a4,7 A Platinum 3.000 BTU/h
800 W

N/D 240 VCC/3,8 A N/D 3.000 BTU/h
Modo misto de 50/60 Hz 100 a 240 VCA/12 a 6,3 A Titanium 4100 BTU/h
1100 W

N/D 240 VCC/5,2 A N/D 4100 BTU/h
1100 W - 48 N/D -48 a -60 VCC/27 A N/D 4.265 BTU/h
VCC
Modo misto de 50/60 Hz 100a240 VCA/12a8 A Titanium 5.250 BTU/h
1400 W

N/D 240 VCC/6,6 A N/D 5.250 BTU/h
Modo misto de 50/60 Hz 1002240 VCA/12a8 A Platinum 5.250 BTU/h
1400 W

N/D 240 VCC/6,6 A N/D 5.250 BTU/h
1.400 W, modo 50/60 Hz 277 VCA/5,8 A Titanium 5.250 BTU/h
misto, 277 VCA e
CCAT N/D 336 VCC/5,17 N/D 5.250 BTU/h
HLAC de modo 50/60 Hz 200 a 240 VCA/10 A Titanium 6.750 BTU/h
misto de 1.800 W

N/D 240 VCC/8,2 A N/D 6.750 BTU/h
Modo misto de 50/60 Hz 1002240 VCA, 16 a 13,5 A Platinum 9.000 BTU/h
2.400 W

N/D 240 VCC/N,2 A N/D 9.000 BTU/h

®

degradada para 1.400 W.

NOTA: Se um sistema com PSUs CA de 1.400 W ou 1.100 W operar em linha baixa de 100 a 120 VCA, a poténcia nominal por PSU
sera degradada para 1.050 W.

NOTA: Se um sistema com PSUs CA de 2.400 W operar em linha baixa de 100-120 VCA, ent&o a poténcia nominal por PSU &
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PSU é reduzida para 1.050 W.
@ NOTA:

Figura 31. Cabos de alimentacédo da PSU

Figura 32. Cabo de alimentacdo APP 2006G1

Tabela 29. Cabos de alimentacdo da PSU

@

e HLAC significa corrente alternada de alta linha, com uma faixa de 200 a 240 VCA.
e CCAT significa CC de alta tens&o, com 336 VCC.

13 C15 C19

NOTA: Se um sistema com PSUs CA de 1.400 W ou 1.100 W operar em linha baixa de 100 a 120 VCA, ent&o a poténcia nominal por

Formato Saida Cabo de alimentacido
Redundante 60 mm HLAC de modo misto de 700 W | C13

Modo misto de 800 W C13

Modo misto de 1.100 W C13

Modo misto de 1.400 W C13

1.400 W, modo misto, 277 VCA | APP 2006G1

e CCAT

HLAC de modo misto de 1.800 | C15

W
Redundante 86 mm Modo misto de 2.400 W C19

NOTA: O cabo de alimentagdo C13, combinado com o cabo de alimentagdo do jumper C14 para C15, pode ser usado para adaptar a

PSU de 1.800 W.

Térmico

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colecédo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia.
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Projeto térmico

O gerenciamento térmico ajuda a fornecer alto desempenho com a quantidade certa de refrigeragdo aos componentes, enquanto mantém
a menor velocidade do ventilador possivel. Isso é feito em uma ampla variedade de temperatura ambiente de 10 °C a 35 ©C (50 °F a 95
OF) e para faixas estendidas da temperatura ambiente.

*«Compenenthardware reliability remains the top thermal priority.
1. Reliability +» System thermal architectures and thermal control algorithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

+Performance and uptime are maximized through the development of cooling
solutions that meet the needs of even the densest of hardware configurations.

2. Performance

+16 G servers are designed with an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

+Dell's advanced thermal control algorithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

3. Efficiency

« System management settings are provided such that customers have options to

e Management customize for their unique hardware, environments, and/or workloads.

«Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
5. Forward solutions are robust to scale to new components that historically would have
Compatibility otherwise required firmware updatesto ensure proper cooling.

+The frequency of required firmware updates is thus reduced.

Figura 33. Caracteristicas do projeto térmico

O projeto térmico do PowerEdge R7615 reflete o seguinte:

Projeto térmico ideal: o layout do sistema é planejado para proporcionar projeto térmico ideal.
O layout e o posicionamento dos componentes do sistema foram projetados para garantir o maior fluxo de ar possivel nos
componentes essenciais com o menor gasto de energia do ventilador.

e Gerenciamento térmico abrangente: o sistema de controle térmico regula a rotagéo do ventilador com base em varias respostas
diferentes de todos os sensores de temperatura dos componentes do sistema, bem como no inventario de configuragdes do sistema.
O monitoramento de temperatura inclui componentes como processadores, DIMMs, chipset, 0 ambiente de entrada de ar, unidades de
disco rigido e OCP.

e (O método de loop aberto e fechado de controle térmico da rotagéo do ventilador: o método de loop aberto de controle térmico
usa configuragdo do sistema para determinar a rotagédo do ventilador com base na temperatura do ar de entrada. O método de loop
fechado de controle térmico usa temperaturas de feedback para determinar dinamicamente as rotagdes adequadas do ventilador.

e Configuragdes configuraveis pelo usuario: com a compreensao e a percepgéo de que cada cliente tem um conjunto Unico de
circunstancias ou expectativas do sistema, nesta geragéo de servidores, introduzimos configuragdes limitadas, configuraveis pelo
usuario, que residem na tela de configuragdo da BIOS iDRAC. Para obter mais informagdes, consulte o Manual de instalagéo e servigo
do Dell PowerEdge R7615 em Manuais do PowerEdge e "Advanced Thermal Control: Optimizing across Environments and Power
Goals" em Dell.com.

e Redundéncia de resfriamento: o R7615 permite redundancia N+1 para ventilador, permitindo que a opera¢édo continue se ocorrer a falha
de um ventilador do sistema.

e Especificagdes ambientais: 0 gerenciamento térmico otimizado torna o R7615 confiavel em ampla variedade de ambientes
operacionais.

Acustica

Projeto acustico

O Dell PowerEdge oferece qualidade de som e resposta de transientes suave, além dos niveis de poténcia sonora e niveis de presséo
sonora orientados a ambientes de implementagéo.

A qualidade de som descreve o qudo perturbador ou agradavel uma pessoa considera um som, em fung&o de uma variedade de métricas
e limites psicoacusticos. A proeminéncia de tom é uma dessas métricas. Resposta de transientes refere-se & forma como o som muda
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com o tempo. O nivel de poténcia sonora, o nivel de pressdo sonora e a intensidade referem-se a amplitude do som. Uma referéncia para
comparagdo com os niveis de pressdo sonora e volume para fontes de ruido familiares € mencionada na tabela a seguir.

Tabela 30. Pontos de referéncia acistica e comparacdes de resultados

Valor medido nos ouvidos Experiéncia de ruido familiar
5 equivalente
LpA, dBA, re 20uPa Sonoridade, sones
90 80 Concerto alto
75 40 Data center, aspirador de po, a voz deve ser

aumentada para ser ouvida.

60 10 Niveis de conversas

45 4 Sussurrando, layout do escritério aberto,
sala de estar normal

35 2 Escritério silencioso
30 1 Biblioteca silenciosa
20 0 Estudio de gravacgédo

Para ver mais informagdes sobre o design acustico e as métricas do PowerkEdge, consulte Nocdes basicas sobre dados acUsticos e causas
do som em produtos Dell Enterprise.

Modo de espera

No modo de espera, um dos movimentadores de ar do sistema pode continuar funcionando em baixa velocidade para resfriar os
componentes que estiverem ligados quando o sistema estiver conectado e esse som podera ser ouvido.

Limite de som

O limite de som é um perfil do sistema IDRAC que limita um pouco o desempenho do sistema para reduzir o ruido sem sacrificar a
confiabilidade. Quando o limite de som for ativado, a acUstica é reduzida a custa do desempenho do sistema. Projetado para cenarios
em que o servidor € reimplementado de um data center em ambientes sensiveis a ruido, o limite de som limita o ruido aplicando uma
porcentagem de limitagdo de poténcia as CPUs. O limite de poténcia reduz o calor gerado pelas CPUs durante a alta utilizagdo, o que
diminui a rotag&o do ventilador necesséria para resfriar a CPU, o que, por sua vez, diminui a saida acustica.

O limite de som pode ser Util nos seguintes cenarios:

Implementacao de servidores em rack de data center em ambientes mais silenciosos, como areas de laboratério ou de escritorio.
Configuragdo do equipamento para quando o hardware ou software estiver sendo carregado.

Demonstrac¢des ou deslocamentos de equipamentos em que os apresentadores desejam minimizar o ruido do ventilador do servidor.
Quando limitar o ruido for uma prioridade em relagéo ao desempenho da CPU.

O limite de som aplica uma porcentagem de limitagao de poténcia as CPUs no servidor. O limite de som reduz o ruido e n&o afeta o
desempenho da refrigeragéo do sistema nem a confiabilidade térmica de nenhum componente. Ele também n&o afetard a velocidade do
ventilador em cargas de trabalho moderadas da CPU ou quando o sistema estiver em estado ocioso. O limite de som ndo deve ser usado
ou pode ser ineficaz nos seguintes cenarios:

e Aplicativos de anélises comparativas ou sensiveis ao desempenho.
e Parareduzir a velocidade de ventiladores ociosos ou para tornar um servidor silencioso ainda mais silencioso.
e Para usar cargas de trabalho baseadas em PCle ou VDI.

O limite de som é ativado nas configuragdes do sistema da GUI do iDRAC ou nas configuragdes do iDRAC na configuragéo do BIOS.
Informagdes adicionais sobre o recurso de limite de som no iDRAC podem ser encontradas em um white paper publicado on-line.

Dicas para ambientes acusticos sensiveis

A principal causa do ruido em computador é o gerenciamento térmico, que regula as velocidades do movimentador de ar (como
ventiladores, ventoinhas etc.) para resfriar os componentes dentro de seus limites designados. Como a relagéo entre amplitude de som
e velocidade de movimento do ar € uma funcao logaritmica, alteracdes aparentemente insignificantes na velocidade podem ter efeitos
surpreendentemente perceptiveis. Por exemplo, uma alteragéo de velocidade de 10% resulta em uma alteragéo aproximada de 2 dB no
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nivel de pressdo sonora, enquanto uma alteracdo de velocidade de 20% resulta em uma alteragdo aproximada de 5 dB no nivel de pressao

sonora.

Em vista disso, a Tabela 58 lista varios padroes térmicos tipicos e oferece orientagéo sobre como lidar com eles em locais acusticamente
sensiveis. Deve-se destacar que componentes adicionais podem comegar a fazer ruido, pois a temperatura ambiente, a alimentacdo do
componente e/ou a redugdo da carga até o ponto em que os movimentadores de ar operem em velocidade mais baixa. Os exemplos
incluem o zumbido de discos rigidos € o zumbido de capacitores.

Tabela 31. Padrdes térmicos e dicas para lidar com ambientes acusticamente sensiveis

Driver

Descricdo

Dica

GPU/FPGA/Placas Aceleradoras

e GPU, FPGA, ou outras placas
aceleradoras muitas vezes empurram
os limites dos requisitos de poténcia e
resfriamento no formato PCI.

e Podem, portanto, exigir velocidades
significativamente maiores de
movimentagao de ar e fazer com
que o sistema host fique muito mais
barulhento.

e Durante a inicializag&o do sistema, as
velocidades do movimentador de ar
podem aumentar (as vezes até a
velocidade méxima) para garantir que
as placas estejam em conformidade
com seus limites térmicos no pior
estado térmico presumido antes que
o feedback de telemetria térmica seja
estabelecido na inicializag&o. Apos a
inicializacdo e o feedback de telemetria
determinarem as condi¢Bes térmicas
reais, as velocidades do movimentador
de ar podem diminuir.

Se for considerado um compromisso
aceitavel de adaptacdo ao ambiente,
desinstalar a GPU ou opera-la com uma
carga mais baixa pode reduzir a velocidade
do movimentador de ar e a amplitude
acustica.

Placas PCI

A Dell trabalha com os fornecedores de
placas para validar e desenvolver placas
PCI para atender aos padrdes de reag&o da
Dell para o desempenho térmico. Embora
0s produtos da Dell possam melhorar e
resfriar adequadamente grande variedade
de placas, algumas placas de terceiros
podem ser desconhecidas e, portanto, a
velocidade do movimentador de ar pode
ser maior para obter a proteg&o térmica
adequada.

e Substitua as placas de PCl de
terceiros por Dell placas de controle de
temperatura compativeis com suporte,
se disponiveis.

e Defina o destino em opcdes de
cartéo PCle de terceiros: Dell
oferece a personalizagéo de fluxo
de ar para adaptadores de PCle de
terceiros instalados em plataformas
de PowerEdge. Se a resposta de
resfriamento automatico estiver acima
dos niveis desejados (LFM), com base
nas especificacdes da placa, um destino
LFM diferente pode ser definido usando
as opg¢Bes de configuragdes de fluxo de
ar PCle na interface grafica do usuério
do iDRAC.

Tipo de armazenamento

A SSD NVMe consome mais energia do que
as tecnologias de unidades SAS/SATA g,
portanto, exige mais fluxo de ar para atingir
as metas de resfriamento do sistema e,
consequentemente, velocidades mais altas
do movimentador de ar.

Se for considerado um compromisso
aceitavel de adaptacéo ao ambiente,
substituir dispositivos SSD NVMe por
unidades SAS/SATA pode reduzir a
amplitude acuUstica.

TDP (Thermal Design Power)

Selecado do perfil térmico do sistema na GUI
do BIOS ou do iDRAC

Componentes de poténcia mais alta sob carga podem exigir mais fluxo de ar e, portanto,

velocidades mais altas do movimentador de ar e sistema host mais barulhento.

e O perfil térmico padrdo geralmente proporciona uma velocidade de movimentagao
de ar mais baixa, portanto, uma saida acUstica mais baixa do que a de outros perfis

térmicos.
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Tabela 31. Padrées térmicos e dicas para lidar com ambientes acusticamente sensiveis (continuacao)

Driver

Descricdo

Dica

e O desempenho mdximo (desempenho otimizado) prioriza o desempenho em
relagdo a outros aspectos, portanto, aumentara mais rapidamente a velocidade do
movimentador de ar e serd mais barulhento.

e O limite de som, para produtos compativeis com o recurso e quando as necessidades
de refrigeracéo da CPU regem as velocidades do movimentador de ar, determina um
limite maximo de ruido do sistema reduzindo um pouco o desempenho da CPU.

Maodulo BOSS N1

Se qualquer médulo BOSS N1 for instalado e "Desempenho maximo (desempenho
otimizado)" for selecionado, a velocidade do movimentador de ar e o ruido acustico
poderdo aumentar significativamente em condi¢&o ociosa.

Temperatura ambiente

As normas ISO, normas ECMA e especificagdes da Dell exigem testes acUsticos em
temperatura ambiente de 23+2 °C. Quando a temperatura ambiente for maior, os
movimentadores de ar devem acelerar para compensar €, assim, gerar mais som.

Acustica do PowerEdge R7615

O Dell PowerEdge R7615 &€ um servidor de montagem em rack cuja saida acUstica varia desde a apropriada para um escritério até a de
data centers. O desempenho acUstico é fornecido em termos de uma configuragdo: recursos avangados.

Embora o R7615 seja destinado a data centers, alguns usuérios podem desejar um ambiente mais tranquilo. Para tal circunstancia, a seg&o
"Dicas para um ambiente acusticamente sensivel" pode ser Util. No entanto, esteja ciente de que, na maioria das situagdes, a rotacdo do
motor de ar do sistema quando ocioso ndo pode ser reduzida sem modificar a configuragdo do sistema e, em alguns casos, mesmo uma
alterag&o de configuragdo pode ndo ser capaz de fazé-lo.

Os dados da configuracéo sdo fornecidos na tabela abaixo para a configuracdo de recurso avangado:

Tabela 32. Configuracées acusticas do R7615

Configuracédo Minimo Tipico 1, 2,5 Tipico 2, 3,5 GPU Recurso avancado
polegadas polegadas
Tipo de CPU AMD AMD AMD AMD AMD
TDP/nlcleos da 200W 7/ 24C 200W / 24C 200W / 24C 260W / 32C 320W / 32C
CPU
Quantidade de CPU |1 1 1 1 1
Memoéria RDIMM 16 GB, RDIMM 16 GB, RDIMM 32 GB, RDIMM 32 GB, RDIMM 32 GB, RDIMM
Quantidade de 6 12 12 24 24
memoria
Tipo de backplane 5" x 12 5"x 8 5"x 12 +4x E3 5"x 24 BP de 5" x 24 BP de
traseiros expanséo expansao
Tipo de disco rigido | SATA de 5" SSD de 5" Disco rigido+E3 de SSD de 5" SSD de 5"
5n
Quantidade de 1 8 3,5 polegadas x 12 + |16 24
discos rigidos E3 x4
Tipo de PSU 800 W 800 W 1.400 W 2400 W 2.400 W
Quantidade de PSU | 2 2 2 2 2
OCP Porta dupla 10 GbE | Porta dupla 25 GbE | Porta dupla 25 GbE | Porta dupla 25 GbE | Porta dupla 25 GbE
PCI1 - 25 Gb PCI 10 Gb PCI GPU: largura dupla 100 Gb PCI
PCI 2 - 25 Gb PCI 10 Gb PCI 100 Gb PCI 100 Gb PCI
PCI 3 - - - 100 Gb PCI -
PCl 4 - - - GPU: largura dupla -
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Dados da experiéncia acUstica para a configuragdo: os recursos avangados s&o fornecidos na tabela abaixo.

Tabela 33. Desempenho acustico do R7615

Configuracao

Recurso avancado

Desempenho acustico: ocioso/operando a temperatura ambiente de 25 °C

Lwam (B) Qcioso 7,3
De operacéo 7,3
Ky(B) QOcioso 04
De operagao 04
Loam (dB) Ocioso 57
De operacéo 57

Tons proeminentes

Raz&o de proeminéncia < 15 dB

Desempenho acustico: ocioso a 28 °C

Lwam (B) 7,7
K, (B) 04
Loam (dB) 61

Desempenho acustico: méx. Carregamento de 35 ©C de temperatura ambiente

Lwam (B) 8.8
Ky (B) 0.4
Loam (dB) 73

® L ,am: a média declarada do nivel de poténcia sonora ponderada A (LwA) € calculada conforme a segéo 5.2 da ISO 9296 com dados

coletados usando os métodos descritos na ISO 7779 (2010). Os dados de engenharia apresentados aqui podem néo estar totalmente
conformes com os requisitos da declaragéo da ISO 7779.

Lpam: @ média declarada do nivel de press&o sonora de emisséo ponderada A € na posig&o de observador conforme a segédo 5.3 da ISO
9296 e medido usando métodos descritos na ISO 7779. O sistema é colocado em um gabinete de rack 24U, 25 cm acima de um piso
reflexivo. Os dados de engenharia apresentados aqui podem n&o estar totalmente conformes com os requisitos da declaragéo da ISO
7779.

Tons discretos proeminentes: os critérios do Apéndice D da ECMA-74 e o método da raz&o de proeminéncia da ECMA-418 sao
seguidos para determinar se 0s tons discretos s&o proeminentes e para relata-los, em caso afirmativo.

Modo ocioso: modo ocioso € a condi¢éo de estado estavel em que o servidor esta energizado, mas ndo esta executando qualquer
fung&o pretendida.

Modo de operacdo: 0 modo de operacao é representado pelo méximo da saida acustica de estado estavel a 50% da TDP da CPU ou
unidades de armazenamento ativo para as respectivas se¢des do Apéndice C da ECMA-74.

As tabelas de categoria abaixo mostram a configuragdo do R7615 testada para a experiéncia acUstica de cada configuragdo em um

ambiente de 23+2 ©C.

Categoria 1: plataforma em ambiente de escritério

Quando a Dell determina que um produto corporativo especifico deve ser usado principalmente na parte superior da tabela, a
especificagéo acUstica da tabela abaixo se aplica. O ruido do produto ndo deve ser incomodar ou, de outra forma, interferir nos

pensamentos ou fala do usuario, por exemplo, ao telefone.
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Tabela 34. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo aclstica de “plataforma em ambiente de

escritorio”

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em Simule (ou seja, defina
medida re ACO0159 estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde | as velocidades do ventilador
ACO0158 indicado abaixo) representativas) para inativo em
- = 28 e 35 °C ambiente, e para 100%
Espera em Ocioso em Operacéo em de carga e configuracdo maxima,
temperatura temperatura temperatura em 35 °C ambiente
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23
x2°C x2°C + 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAm, B <42 <47 <50 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posicdes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu <0,35 <0,35 <0,35 Relatar
microfone de Modulaggo Dell, | < 35 <35 <35 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante | N/D
biauricular frontal observacgado de 20 minutos em condicdo estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
o O salto acustico (consulte AC0159) durante a
transi¢éo de velocidade do motor de ar do modo
ocioso para 0 modo de operacdo deve ser < 15dB.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializag&o re.
AC0159
o Alinicializagdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializag&o
nao deve exceder 50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora No tempo no histérico de tempo re ACO159
“Trem de fungbes em etapa no processador”
Qualquer uma Outros Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo" associadas as condi¢des térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condigdes especificas de operacdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configuragéo" para cada plataforma.
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Tabela 34. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo aclstica de “plataforma em ambiente de
escritorio” (continuacdo)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em
estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde

indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo em
28 e 35 °C ambiente, e para 100%
de carga e configuracdo maxima,
em 35 °C ambiente

Presséo sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configuragéo do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 2: piso no ambiente de escritorio

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado principalmente quando esta no piso, ou seja, proximo dos
pés de um usuério, é aplicavel a especificagdo acuUstica da tabela abaixo. O ruido do produto ndo deve ser incomodar ou, de outra forma,
interferir nos pensamentos ou fala do usuério, por exemplo, ao telefone.

Tabela 35. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica "Piso no ambiente de escritério"

Posicédo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
medida re ACO0159 exceto onde indicado abaixo)
ACO0158
Espera em Ocioso em Operacdo em Simule (ou seja, defina
temperatura temperatura temperatura as velocidades do ventilador
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | representativas) para inativo em
x2°C x2°C +2°C -sendo |28e 35 °C ambiente, e para 100%
houver de carga e configuracdo maxima,
especificacdo em 35 °C ambiente
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWA,m, B <49 <5/ <54 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posigoes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu < 0,35 < 0,35 < 0,35 Relatar
microfone de Modulagéo Dell, | < 35 <35 <35 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
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Tabela 35. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica "Piso no ambiente de
escritorio" (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo em
28 e 35 °C ambiente, e para 100%
de carga e configuracdo maxima,
em 35 °C ambiente

Cabeca
biauricular frontal

Transientes

e Oscilaggo (consulte ACO159), se observada, durante
observagao de 20 minutos em condi¢&o estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Méx. {ALpA} <3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <

3,0dB"

e (O salto acustico (consulte ACO159) durante
a transig&o de velocidade do equipamento de
movimentacdo de ar do modo ocioso para o modo
de operacéo deve ser < 15dB.

e Comportamento na inicializagéo
o Relatério do comportamento de inicializagdo re.

AC0159

o Alinicializacdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializagéo
ndo deve exceder 50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re AC0159
“Trem de fungdes em etapa no processador”

N/D

Qualguer uma

Qutros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.
O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padrdo" associadas as condi¢des térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condigdes especificas de operagéo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.

Presséo sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configuragéo do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 4: espaco de uso geral

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espaco de uso geral, a
especificac8o acUstica na tabela abaixo se aplica. Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts
de espaco de escritério aberto, armérios pequenos ventilados etc., ainda que no fiquei proximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam
em grande quantidade nos locais. Pessoas proximas a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da
fala ou incémodo do ruido do produto. Um exemplo é um produto de rack em uma mesa em uma area comum.
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Tabela 36. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Espaco de uso geral”

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em Simule (ou seja, defina
medida re ACO0159 estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde | as velocidades do ventilador
ACO0158 indicado abaixo) representativas) para inativo em
- = 28 e 35 °C ambiente, e para 100%
Espera em Ocioso em Operacéo em de carga e configuracdo maxima,
temperatura temperatura temperatura em 35 °C ambiente
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23
x2°C x2°C + 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAmM, B <52 <55b <58 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posicdes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu <0,35 <0,35 <0,35 Relatar
microfone de Modulaggo Dell, | < 35 <35 <35 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante | N/D
biauricular frontal observacgado de 20 minutos em condicdo estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
o O salto acustico (consulte AC0159) durante a
transi¢éo de velocidade do motor de ar do modo
ocioso para 0 modo de operacdo deve ser < 15dB.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializag&o re.
AC0159
o Alinicializagdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializag&o
nao deve exceder 50% de seu maximo
® <« Entradas de transientes: relatar niveis de presséo
sonora No tempo no histérico de tempo re ACO159
"Trem de funcdes em etapa no processador"
Qualquer uma Outros Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo" associadas as condi¢des térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condicdes especificas de operacdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configuragéo" para cada plataforma.

Pressao sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones
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Tabela 36. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Espaco de uso

geral” (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em
estado estacionario, consulte AC0159, exceto onde

indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo em
28 e 35 °C ambiente, e para 100%
de carga e configuracdo maxima,
em 35 °C ambiente

configuragéo do
programa

Categoria 4: data center assistido

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um data center assistido, a
especificacdo acUstica da tabela se aplica. A frase "data center assistido" € usada para significar um espago no qual muitas (de dezenas a
milhares) de produtos Enterprise s&o implementados nas proximidades (ou seja, na mesma sala) que a equipe cuja fala (talvez com vozes
elevadas) deve ser inteligivel apesar do ruido do data center. Programas de monitoramento de audig&o ou de protecao a audicdo ndo

s&o esperados nessas areas. Exemplos dessa categoria incluem produtos de rack monolitico. Quando a Dell determina que um produto
Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espago de uso geral, a especificagdo acUstica da tabela acima se aplica.
Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts de espaco de escritorio aberto, armarios pequenos
ventilados etc., ainda que n&o figuei préximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam em grande quantidade nos locais. Pessoas proximas
a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da fala ou incdbmodo do ruido do produto. Um exemplo €
um produto de rack em uma mesa em uma area comum.

Tabela 37. Categoria 4 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica de “Data center assistido”

Posicédo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, Simular (ou
medida re ACO0159 consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em Simular (ou representativa
temperatura temperatura temperatura seja, definir a do ventilador)
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | velocidade para 100% de
x2°C x2°C +2°C - se ndo |representativa |cargae
houver do ventilador) configuracdo
especificacédo para modo maxima, a uma
diferente no ocioso em temperatura
documento de | temperatura ambiente de 35
configuracdo do | ambiente de 28 | oC
programa, sdo |e 35 °C
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido
Poténcia sonora | LWAm, B Relatar <69 <71 Relatar <85
Cabeca Tons, Hz, dB Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular frontal
Tonalidade, tu Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Modulagao Dell, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
%
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
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Tabela 37. Categoria 4 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acuistica de “Data center
assistido” (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario,
consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido

Simular (ou
seja, definir a
velocidade
representativa
do ventilador)
para modo
ocioso em
temperatura
ambiente de 28
e35°C

Simular (ou
seja, definir
velocidade
representativa
do ventilador)
para 100% de
cargae
configuracdo
maxima, a uma
temperatura
ambiente de 35
°C

Ponto Unico de
LpA, dBA

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Transientes

e (Oscilag&o (consulte ACO159), se observada, durante
observacado de 20 minutos em condig&o estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Méx. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <

3,0 dB"

o O salto acustico (consulte AC0159) durante
a transigéo de velocidade do equipamento de
movimentacdo de ar do modo ocioso para 0 modo

de operacéo deve ser < 15dB.
o Comportamento na inicializacdo

= Relatério do comportamento de inicializag&o
re. ACO159

= Ajnicializag&o deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos ou
grandes, e a velocidade do ventilador durante
a inicializagdo ndo deve exceder 50% de seu

mMaximo

® < Entradas de transientes: relatar niveis de presséo
sonora no tempo no histérico de tempo re ACO159
"Trem de fungdes em etapa no processador"

N/D

Qualquer uma

Qutros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.
O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro).

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo" associadas as condi¢des térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condicdes especificas de operacéo sdo definidas em "Configuracdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.

Presséo sonora

LpA informado,
dBA

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Categoria 5: data center automatico

Quando a Dell determina que um produto corporativo especifico deve ser usado predominantemente em um data center autdnomo (e
nao blades ou gabinetes de blade; eles tém sua propria categoria), entéo se aplica a especificacdo acUstica na tabela abaixo. A frase
""data center autbnomo" € usada para significar um espago no qual muitos (de dezenas a 1000) de produtos Enterprise sdo implantados
juntos, seus proprios sistemas de aquecimento e resfriamento condicionam o espaco e 0s operadores ou prestadores de servigos de
equipamentos geralmente entram apenas para implementar, fazer manutenco ou desativar equipamento. Programas de protecdo ou

Energia, térmica e acustica

51




monitoramento auditivo podem ser esperados (de acordo com as diretrizes do governo ou da empresa) nessas areas. Exemplos dessa
categoria incluem produtos de rack monolitico.

Tabela 38. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica do data center automatico

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 ACO0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 velocidade
Esperaem Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de |ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23+2°C 23+2°C 23+2°C - movimentacéao de ar) de
se nao para modo ocioso em movimentacéo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacdo | e 35 °C 100% de carga
diferente no e configuracédo
documento maxima para
de temperatura
configuracdo ambiente de 35
do programa, oC
sdo exigidos
os modos de
operacdo do
processador
e do disco
rigido
Poténcia LWAm, B Relatar <75 <77 Relatar <87
sonora
Cabeca Tons, Hz, dB | Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular
frontal Tonalidade, tu | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Modulagdo Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Dell, %
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabega Transientes e Oscilagao (consulte ACO159), se observada, | N/D
biauricular durante observagéo de 20 minutos em
frontal condig&o estavel, deve atender aos dois
seguintes critérios:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Contagem de eventos < & para "1,5 dB <
ALpA < 3,0 dB"
e Informe o salto acuUstico (consulte AC0159)
durante a transi¢édo da velocidade do
equipamento de movimentacdo do ar do
modo ocioso para o modo de operag&o.
e Comportamento na inicializacdo
o Relatério do comportamento de
inicializagéo re. AC0159
o Alinicializagdo deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos
ou grandes e a velocidade do
equipamento de movimentacdo do ar
durante a inicializacdo ndo deve exceder
50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de
pressdo sonora no tempo no histérico de
tempo re AC0159 “Trem de fungdes em
etapa no processador”
Qualquer uma | Outros e Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados.
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Tabela 38. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica do data center
automatico (continuacido)

do programa

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 ACO0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
AC0158 - = - - — velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de |ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23 +x2°C 23 +x2°C 23 +x2°C - movimentacéo de ar) de
se ndo para modo ocioso em movimentacédo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacéo [ e 35 °C 100% de carga
diferente no e configuracao
documento maxima para
de . temperatura
configuracéo ambiente de 35
do programa, oC
sdo exigidos
os modos de
operacdo do
processador
e do disco
rigido
o O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado ndo deve ser muito mais alto do que o
outro).
e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo" associadas as condigdes térmicas devem
ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condicdes especificas de operacdo s&o definidas em "Configuragdes e dependéncias da
configuragéo" para cada plataforma.
Pressao LpA reportado, | Relatar para Relatar para Relatar para Relatar para todos os Relatar para
sonora dBA, re- todos os todos os todos os microfones todos os
ACO0O158 e microfones microfones microfones microfones
documento de
configuragdo
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Gerenciamento de racks, trilhos e cabos

Topicos:

* Informagdes de gerenciamento de cabos e trilhos

Informacoées de gerenciamento de cabos e trilhos

As opgoes de trilho do PowerEdge R7615 consistem em dois tipos: deslizante e fixo. As opgdes de gerenciamento de cabos consistem em
um brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional € uma barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

Consulte a Matriz de compatibilidade de rack e dimensionamento de trilhos de sistemas Dell Enterprise para obter informagdes sobre:

Detalhes especificos sobre os tipos de trilho.

Faixa de ajuste de trilho para vérios tipos de flanges de montagem em rack
Profundidade do trilho com e sem acessorios para gerenciamento de cabos
Tipos de rack compativeis com varios tipos de flanges de montagem em rack

Fatores importantes que determinam a correta sele¢éo dos trilhos s&o:

e O espagamento entre os flanges de montagem frontal e traseira do rack
e Tipo e localizacdo de qualguer equipamento montado na parte traseira do rack, como unidades de distribuicdo de energia (PDUs)
e A profundidade total do rack

Resumo dos recursos dos trilhos deslizantes

Os trilhos deslizantes permitem que o sistema seja totalmente estendido para fora do rack para servigo. Ha dois tipos de trilhos deslizantes
disponiveis, trilhos deslizantes ReadyRails Il e trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspensdo. Os trilhos deslizantes est&o
disponiveis com ou sem o brago de gerenciamento de cabos (CMA) ou a barra de alivio de tens&o (SRB) opcional.

Trilhos deslizantes B21 ReadyRails para racks de 4 hastes

Compativel com a instalagdo por suspens&o no chassi nos trilhos.

Suporta a instalagdo sem ferramentas em racks de quatro hastes de 19 pol. EIA-310-E de furo quadrado ou redondo sem rosca,
incluindo todas as geragdes de racks da Dell.

Compativel com a instalacdo equipada em racks de 4 hastes de 19 pol. EIA-310-E de furo roscado.

Dé suporte a extens&o completa do sistema do rack para permitir a facilidade de manuteng&o dos principais componentes internos.
Suporte para barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

Compativel com brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional.

NOTA: Para situagdes em que o suporte para CMA ndo é necessério, os suportes de montagem do CMA externos podem ser
desinstalados dos trilhos deslizantes. Isso reduz o comprimento geral dos trilhos e elimina possiveis interferéncias com PDUs
montadas da parte traseira ou a porta do rack traseiro.
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Figura 34. Trilhos deslizantes com CMA opcional

Figura 35. Trilhos deslizantes com SRB opcional

Trilhos deslizantes com recursos de transpasse e suspensido B22 para racks de 4 hastes

Compativel com a instalag&o por transpasse ou suspensdo do chassi nos trilhos.

Compativeis com instalacdo sem ferramentas em racks de 19 polegadas EIA-310-E de furo quadrado ou redondo sem rosca, incluindo
todas as geracdes de racks da Dell. Suporta também instalacdo sem ferramentas em racks de 4 hastes de orificio roscado.

Compativeis com instalagdo sem ferramentas em racks Dell Titan ou Titan-D

Dé suporte a extensdo completa do sistema do rack para permitir a facilidade de manuteng&o dos principais componentes internos.
Compativel com brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional.

Suporte para barra de alivio de tensdo (SRB) opcional.

NOTA: Para situagdes em que o suporte para CMA nado € necessério, os suportes de montagem do CMA externos podem ser
desinstalados dos trilhos deslizantes. Isso reduz o comprimento geral dos trilhos e elimina possiveis interferéncias com PDUs
montadas da parte traseira ou a porta do rack traseiro.

Gerenciamento de racks, trilhos e cabos 55



Resumo dos trilhos estaticos B20

Os trilhos fixos proporcionam maior faixa de ajuste e menor area de montagem total do que os trilhos deslizantes gracas a sua
complexidade reduzida e a n&o precisarem de suporte para CMA. Os trilhos fixos d&o suporte a uma variedade maior de racks do que os
trilhos deslizantes. No entanto, eles ndo ddo suporte a facilidade de manutencédo no rack e, portanto, ndo sdo compativeis com o CMA. Os
trilhos fixos também n&o sdo compativeis com a SRB.

Figura 36. Trilhos fixos

Resumo dos recursos de trilhos fixos
Trilhos fixos para racks de 4 hastes e de 2 hastes:

Compativeis com instalagdo por transpasse no chassi nos trilhos.

e Suporta a instalagdo sem ferramentas em racks de 4 hastes de 19 pol. EIA-310-E quadrados ou redondos sem rosca, incluindo todas as
geracoes de racks da Dell.
Compativeis com a instalagdo equipada em racks com duas e quatro hastes de 19 polegadas EIA-310-E com orificio roscado.

Compativeis com instalagdo com ferramentas em racks Dell Titan ou Titan-D.

@ NOTA:

e Os parafusos n&o est&o incluidos no kit de trilhos estaticos, pois os racks sdo oferecidos com vérios tipos de roscas. Vocé deve
usar os parafusos para montar trilhos fixos em racks com flanges de montagem rosqueados.

e O didmetro da cabega do parafuso deve ser 10 mm ou menos.

Instalacdo de racks com 2 hastes

Se estiver instalando em racks de 2 hastes (Telco), deve-se usar os trilhos estaticos ReadyRails (B20). Os trilhos deslizantes comportam a
montagem apenas em racks de 4 hastes.

56 Gerenciamento de racks, trilhos e cabos



Figura 37. Trilhos fixos na configuracdo de montagem central em 2 hastes

Instalacdo dos racks Dell Titan ou Titan-D

Para instalagdo sem ferramentas em racks Titan ou Titan-D, devem ser usados trilhos deslizantes com recursos de transpasse/suspensao
(B22). Esse trilho recolhe o suficiente para caber no rack com flanges de montagem espacados cerca de 24 polegadas entre a frente e a
traseira. O trilho deslizante de transpasse/suspens&o permite que os painéis dos servidores e sistemas de armazenamento sejam alinhados
guando instalados nesses racks. Para a instalagdo com ferramentas, devem ser usados trilhos estéaticos de transpasse (B20) para alinhar a
borda com os sistemas de armazenamento.

Braco de gerenciamento de cabos (CMA)

O brago de gerenciamento de cabos (CMA) opcional organiza e prende os fios e cabos saindo da parte traseira dos sistemas. Ele se
desdobra para permitir que os sistemas estendam para fora do rack sem a necessidade de desconectar os cabos. Alguns dos principais
recursos do CMA incluem:

Cestos grandes em forma de U para comportar grandes quantidades de cabos.

Padré&o de ventilag&o aberta para méaximo fluxo de ar.

Capacidade de ser montado em ambos os lados, girando os suportes acionados por mola de um lado para o outro.

Utiliza cintas de gancho e lago em vez de abragadeiras de plastico para eliminar o risco de danos aos cabos durante a circulag&o.

Contém uma bandeja fixa de baixo perfil para comportar e manter o braco de gerenciamento de cabos (CMA) na posicédo totalmente
fechada.

e O CMA e a bandeja s&o montados sem o uso de ferramentas por meio de projetos de encaixe simples e intuitivos.

O CMA pode ser montado em ambos os lados dos trilhos deslizantes sem o uso de ferramentas ou a necessidade de conversdo. Para
sistemas com uma fonte de alimentagdo (PSU), é recomendavel montar no lado oposto ao da fonte de alimentacéo para ter acesso mais
facil a ela figue e as unidades traseiras (se aplicavel) para fins de servigo ou substituicéo.
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Figura 38. Trilhos deslizantes com cabeamento do CMA

Barra de alivio de tenséo (SRB)

A barra de alivio de tens&o opcional (SRB) para o PowerEdge R7615 organiza e suporta conexdes de cabo na extremidade traseira do
servidor para evitar danos causados por dobras.

Figura 39. Barra de alivio de tensao por cabo

Fixac&o aos trilhos sem ferramentas

Dispde de duas posi¢cbes de profundidade para acomodar diversas cargas de cabos e profundidades de racks
Suporta as cargas de cabo e controla a tensdo nos conectores do servidor

Os cabos podem ser separados em pacotes discretos e de finalidade especifica

Instalacdo do rack

Um design em "suspens&o" significa que o sistema ¢é instalado verticalmente nos trilhos, por meio da inser¢éo dos espagadores nas laterais
do sistema dentro dos "slots J", que ficam nos membros internos dos trilhos em posigcéo totalmente estendida. O método de instalag&o
recomendado & inserir primeiro os espagadores traseiros no sistema dentro dos slots J traseiros nos trilhos para liberar uma méo e, em
seguida, girar o sistema para baixo nos slots J restantes, ao mesmo tempo que usa a mao livre para segurar o trilho na lateral do sistema.
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Figura 40. Como instalar o sistema em trilhos deslizantes de suspenséao

Um design em transpasse significa que os membros internos do trilho (chassi) precisam ser fixados primeiro as laterais do sistema e, em
seguida, inseridos nos membros externos (gabinete) instalados no rack. Um sistema de 2U deve ser erguido por duas pessoas.

Como instalar o sistema no rack (opcéo A: transpasse)

1. Puxe os trilhos internos para fora do rack até eles travarem no lugar.

Figura 41. Puxe o trilho interno

2. Localize os espagadores traseiros do trilho nas laterais do sistema e abaixe-0s nos slots J traseiros dos conjuntos deslizantes.
3. Gire o sistema para baixo até todos o0s separadores dos trilhos se encaixarem nas ranhuras J.
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Figura 42. Espacadores dos trilhos encaixados nos slots J

Empurre o sistema para dentro até que as alavancas de bloqueio se encaixem no lugar.
Puxe as presilhas de travamento laterais azul dos dois trilhos para frente ou para tras e deslize o sistema pelo rack até ele estar
completamente inserido.

Figura 43. Deslize o sistema no rack

Como instalar o sistema no rack (opc¢éo B: transpasse)

1.
2.

60

Puxe os trilhos intermediarios para fora do rack até eles travarem no lugar.
Libere a trava do trilho interno, puxando-a para frente nas presilhas brancas e deslizando o trilho interno para fora dos trilhos
intermediérios.
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Figura 44. Puxe o trilho intermediario

Tabela 39. Etiqueta de componente do trilho

Ndmero Componente
1 Trilho intermediario
2 Trilho interno

3. Prenda os trilhos internos nas laterais do sistema, alinhando os slots J no trilho aos espacadores e deslizando para frente até

encaixa-los no lugar.

Figura 45. Prenda os trilhos internos no sistema

4. Com os trilhos intermediarios estendidos, instale o sistema.
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Figura 46. Instale o sistema nos trilhos estendidos

5. Puxe as guias de trava de liberag&o do slide azul para frente ou para tras nos dois trilhos e deslize o sistema para dentro do rack.

Figura 47. Deslize o sistema no rack
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Sistemas operacionais compativeis

O sistema PowerEdge é compativel com os seguintes sistemas operacionais:

Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware vSAN/ESXi

Citrix XenServer

Links para versoes e edigdes especificas de Sistemas Operacionais, matrizes de certificagdo, portal de Listas de Compatibilidade de
Hardware (HCL) e suporte a Hypervisor est&o disponiveis em Sistemas operacionais da Dell Enterprise.
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Gerenciamento de sistemas da Dell

A Dell oferece solugdes de gerenciamento que ajudam os administradores de Tl a implementar, atualizar, monitorar e gerenciar ativos de

Tl com eficacia. As solugdes e ferramentas Dell permitem que vocé responda rapidamente aos problemas, ajudando os administradores a
gerenciar os servidores Dell de maneira eficiente, em ambientes fisicos, virtuais, locais e remotos, e tudo isso sem a necessidade de instalar
um agente no sistema operacional.

O portfélio de OpenManage inclui:

Ferramentas de gerenciamento incorporadas inovadoras — Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
Consoles-OpenManage Enterprise

Extensivel com plug-ins-OpenManage Power Manager

Atualizar ferramentas-Gerenciador de repositorio

A Dell desenvolveu solugdes abrangentes de gerenciamento de sistemas com base em padrdes abertos e as integrou a consoles de
gerenciamento de parceiros como Microsoft e VMware, permitindo o gerenciamento avangado dos servidores Dell. Os recursos de
gerenciamento da Dell se estendem a ofertas dos principais fornecedores e frameworks de gerenciamento de sistemas do setor, como
da Ansible, Splunk e ServiceNow. As ferramentas OpenManage automatizam toda a extenséo de atividades de gerenciamento do ciclo de
vida do servidor juntamente com as poderosas APls RESTful para fazer o script ou se integrar a sua escolha de frameworks.

Para ver mais informag@es sobre todo o portfélio OpenManage, visite:

e (uia de visdo geral do gerenciamento de sistemas da Dell mais recente.
Toépicos:

¢ iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado Dell)
*  Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

IDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller -
controlador de acesso remoto Integrado Dell)

O iDRAC9 oferece administragdo de servidores avangada, sem agentes, local e remota. Integrado em cada servidor de PowerEdge, o
iDRACS9 fornece um meio seguro para automatizar vérias tarefas comuns de gerenciamento. Como o iDRAC ¢é integrado dentro de cada
servidor PowerEdge, ndo ha nenhum software adicional para instalar; apenas conecte os cabos de alimentacéo e de rede, e 0 iIDRAC
estara pronto para iniciar. Mesmo antes de instalar um sistema operacional ou hypervisor, os administradores de Tl tém um conjunto
completo de recursos de gerenciamento de servidor ao seu alcance.

Com 0 iDRAC9 em todo o portfélio do Dell PowerEdge, as mesmas técnicas e ferramentas de administragdo de Tl podem ser aplicadas em
todo o portfdlio. Essa plataforma de gerenciamento consistente permite o dimensionamento facil de servidores PowerEdge & medida que a
infraestrutura de uma organizagao cresce. Os clientes podem usar a APl iDRAC RESTful para os mais recentes métodos de administragéo
escalaveis dos servidores PowerEdge. Com essa API, 0 iDRAC permite o suporte ao padrao do Redfish e o aprimora com extensdes da

Dell para otimizar o gerenciamento em escala dos servidores PowerEdge. Com o0 iDRAC no nicleo, todo o portfélio OpenManage de
ferramentas de gerenciamento de sistemas permite que todos os clientes adaptem uma solugéo eficaz e econdmica para ambiente de
qualquer tamanho.

O provisionamento sem intervencgao esta integrado ao iDRAC. ZTP: o provisionamento sem intervencgdo € automacao inteligente; o
gerenciamento sem agentes da Dell deixa os administradores de Tl no controle. Depois que um servidor PowerEdge é conectado a
alimentag&o e a rede, esse sistema pode ser monitorado e totalmente gerenciado, seja na frente do servidor ou remotamente por uma
rede. Na verdade, sem a necessidade de agentes de software, um administrador de Tl pode: - Monitorar - Gerenciar - Atualizar -
Solucionar problemas e corrigir servidores Dell com recursos como implementagado e provisionamento sem intervencgao, iDRAC Group
Manager e blogueio do sistema, 0 iIDRACS foi criado sob medida para acelerar e facilitar a administragéo de servidores. Para os clientes
cuja plataforma de gerenciamento atual utiliza o gerenciamento em banda, a Dell oferece o iIDRAC Service Module, um servico leve que
pode ser usado com 0 iIDRACS e o sistema operacional do host para ter compatibilidade com plataformas de gerenciamento preexistentes.

Quando solicitados com o DHCP ativado de fabrica, os servidores PowerEdge podem ser configurados automaticamente quando s&o
ligados e conectados a rede. Esse processo usa configuragdes baseadas em perfil que garantem gue cada servidor esteja configurado
conforme as suas especificagdes. Esse recurso exige uma licenga do iDRAC Enterprise.

O iDRAC9 oferece os niveis de licenca a seguir:
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Tabela 40. Niveis de licenca do iDRAC9

Licenca

Descricao

iDRAC9 Basic

Disponivel apenas no rack/torre da série 100-500
Instrumentac&o basica com o iIDRAC Ul da Web
Para clientes econdmicos que veem valor limitado no gerenciamento

iDRAC9 Express

Padrao no rack/torre de 600 + série e modular e série XR
Inclui todos os recursos do Basic
Recursos avancados de gerenciamento remoto e ciclo de vida do servidor

iDRAC9 Disponivel como uma upsell em todos os servidores

Enterprise Inclui todos os recursos do Basic e Express. Inclui recursos importantes, como console virtual, suporte AD/LDAP e
muito mais
Recursos de presenga remota com recursos avangados de gerenciamento de classe empresarial

iDRAC9 Disponivel como uma upsell em todos os servidores

Datacenter Inclui todos os recursos do Basic, Express e Enterprise. Inclui recursos importantes, como streaming de telemetria,

gerenciamento térmico, gerenciamento automatizado de certificados e muito mais

Insight remoto estendido em detalhes do servidor, concentrado em opg¢des de servidor de alto nivel, energia
granular e gerenciamento térmico

Para obter uma lista completa dos recursos do iDRAC por nivel de licenga, consulte o Guia do usuario do Integrated Dell Remote Access
Controller 9 em Dell.com.

Para obter mais detalhes sobre 0 iIDRACY, incluindo white papers e videos, consulte:

e Suporte para Integrated Dell Remote Access Controller 9 (IDRAC9) na pagina da Base de conhecimento em Dell.com

Matriz de suporte de software de gerenciamento de

sistemas

Tabela 41. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas

Categorias Recursos PE mainstream
Gerenciamento integrado e servigos em iDRAC9 (licencas Express, Enterprise e Datacenter) Compativel
banda OpenManage Mobile Compativel
OM Server Administrator (OMSA) Compativel
iDRAC Service Module (iSM) Compativel
Pacote de drivers Compativel
Gerenciamento de mudangas Ferramentas de atualizag&o (Repository Manager, DSU, Compativel
Catélogos)
Server Update Utility Compativel
Pacote de drivers do Lifecycle Controller Compativel
ISO inicializavel Compativel
Console e Plug-ins OpenManage Enterprise Compativel
Plug-in do Power Manager Compativel
Plug-in do Update Manager Compativel
Plug-in SupportAssist Compativel
Cloudl@ Compativel
Integragdes e conexdes Integracdo do OM com o VMware vCenter/vROps Compativel
Integracéo de OM com o Microsoft System Center (OMIMSC) | Compativel
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Tabela 41. Matriz de suporte de software de gerenciamento de sistemas (continuacao)

Categorias Recursos PE mainstream
Integragdes ao Microsoft System Center e o Windows Admin Compativel
Center (WAQC)
ServiceNow Compativel
Ansible Compativel
Conectores de terceiros (Nagios, Tivoli, Microfocus) Compativel

Segurancga Gerenciamento seguro de chaves corporativas Compativel
Verificagdo segura do componente Compativel

Sistema operacional padrao

Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Windows Server 2019 ou 2022
Ubuntu, CentOS

Compativel (nivel 1)
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Apéndice A Especificacoes adicionais

Toépicos:

Dimensdes do chassi

Peso do sistema
Especificagdes da porta NIC
Especificacdes de video
Especificagdes das portas USB
Classificagdo da PSU
Especificagdes ambientais

Dimensodes do chassi
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Xa TOP VIEW Xb
Bezel or
outer most
feature 0 !
_ Y
Y
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Figura 48. Dimensdes do chassi
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Tabela 42. Dimensdes do chassi do PowerEdge R7615

borda

Xa Xb Y Za Zb Zc
482,0 mm (18,97 polegadas) | 434,0 mm (17,08 86,8 mm 35,84 mm (1,96 700,7 mm (27,58 736,29 mm (28,98
polegadas) (3,41 polegadas) polegadas) Com polegadas) Orelha a | polegadas)Orelha a

parede traseira

alga de PSU

22,0 mm (0,86
polegadas)
Sem borda

®| NOTA: Zb ¢é a superficie externa da parede traseira nominal, onde os conectores de E/S da placa de sistema est&o localizados.

Peso do sistema

Tabela 43. Peso do PowerEdge R7615 sistema

Configuracéo do sistema

Peso maximo (com todos as unidades/SSDs)

Um servidor com unidades totalmente preenchidas

34,5 kg (76,05 libras)

Um servidor sem unidades e PSU instalada

25,7 kg (56,65 libras)

Especificacées da porta NIC

O sistema PowerEdge R7615 é compativel com duas portas 10/100/1.000 Mbps Network Interface Controller (NIC) incorporadas na LAN
na placa-mée (LOM) e integradas nas placas Open Compute Project (OCP).

Tabela 44. Especificacdo da porta NIC do sistema

Recurso

Especificacdes

(Opcional) Placa LOM (opcional)

1Gbx 2

(Opcional) Placa OCP (OCP 3.0) (opcional)

4 portas de 1 GbE, 2 portas de 10 GbE, 4 portas de 10 GbE, 2
portas de 25 GbE, 4 portas de 25 GbE

Placa de interface de gerenciamento (MIC) para dar suporte
a placa da unidade de processamento de dados (DPU) Dell
(opcional)

25 GbE x 2 ou 100 GbE x 2

®
®

®

downgrade para x8.

Especificacdes de video

NOTA: O sistema permite que uma placa LOM, uma placa OCP ou ambas sejam instaladas no sistema.

NOTA: Na placa de sistema, a largura de PCle OCP compativel é de x8; quando uma largura de PCle de x16 é instalada, & feito o

NOTA: O sistema permite que uma placa LOM ou MIC sejam instaladas.

O sistema PowerEdge R7615 é compativel com o controlador de placa gréfica integrada Matrox G200 com 16 MB de buffer de quadros de

video.

Tabela 45. Opc¢oes de resolucdo de video suportadas

Resolucdo Taxa de atualizacdo (Hz) Profundidade de cores (bits)
1024 x 768 60 8, 16, 32

1280 x 800 60 8, 16, 32
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Tabela 45. Opc¢oes de resolucdo de video suportadas (continuacao)

Resolucdo Taxa de atualizacdo (Hz) Profundidade de cores (bits)
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Especificacées das portas USB

Tabela 46. Especificacdes da USB do PowerEdge R7615

Frente Traseira Interno (opcional)
Tipoljiggorta Nao. de portas Tipoggé)orta Nao. de portas Tipo de porta USB Nao. de portas
Porta compativel | Uma Porta compativel | Uma Porta interna Uma
com USB 2.0 com USB 2.0 compativel com USB
3.0
Porta iDRAC Uma Porta compativel | Uma
Direct (porta com USB 3.0
micro AB
compativel com
USB 2.0)

@l NOTA: A porta compativel com micro USB 2.0 sé pode ser usada como uma porta iDRAC Direct ou porta de gerenciamento.

Classificacao da PSU

A tabela abaixo lista a capacidade de energia das PSUs em modo de operagéo de linha alta/baixa.

Tabela 47. Classificac6es de linha alta e baixa de PSUs

700 W
Titanium

8s8oow
Platinum

1.100 W
Titanium

1.100 W -
48 VCC

1.400 W
Platinum

Platinum
1.800 W

Titanium de
1400 W

2.400 W
Platinum

Pico de
energia
(linha
alta/-72
VCC)

1190 W

1.360 W

1.870 W

1.870 W

2.380 W

2380 W 3.060 W

4.080 W

Linha
alta/-72
VCC

700 W

800 W

1100 W

1100 W

1.400 W

1.400 W 1.800 W

2400 W

Pico de N/D
energia
(linha
baixa/-40

VCC)

1.360 W

1.785 W

N/D

1.785 W

1.785 W N/D

2.380 W
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Tabela 47. Classificacdes de linha alta e baixa de PSUs (continuacao)

—_ 700 W 800w 1100 W 1.100 W - 1.400 W Titanium de | Platinum 2.400 W
Titanium Platinum Titanium 48 VCC Platinum 1.400 W 1.800 W Platinum

Linha N/D 800 W 1.050 W N/D 1.050 W 1.050 W N/D 1400 W

baixa/-40

VCC

Linha alta | 700 W 800 W 1100 W N/D 1400 W 1400 W 1.800 W 2.400 W

240 VCC

CC-48-60 |N/D N/D N/D 1100 W N/D N/D N/D N/D

V

O PowerEdge R7615 suporta duas fontes de alimentacdo CA com redundancia 1+1, detecgéo automatica e capacidade de comutacdo
automética.

Se duas PSUs estiverem presentes durante o POST, é feita uma comparagéo entre as capacidades de poténcia das PSUs. Caso as
voltagens da PSU nao correspondam, a maior das duas PSUs seré ativada. Além disso, hd uma adverténcia de disparidade de PSU exibida
no BIOS, iDRAC ou no LCD do sistema.

Se uma segunda PSU for adicionada em tempo de execugéo, para que essa PSU especifica seja habilitada, a capacidade de poténcia da
primeira PSU deve ser igual a segunda PSU. Caso contrério, a PSU sera marcada como inigualadvel no iDRAC, e a segunda PSU nao sera
ativada.

As PSUs Dell alcangaram niveis de eficiéncia Platinum, conforme mostrado na tabela abaixo.

Tabela 48. Nivel de eficiéncia da PSU

Metas de eficiéncia por carga

Formato Saida Classe 10% 20% 50% 100%

Redundante 60 mm 700 W CA Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,50%
CAde 800 W | Platinum 89,00% 93,00% 94,00% 91,50%
CA de 1100 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,50%
1100 W - 48 N/D 85,00% 90,00% 92,00% 90,00%
VCC
CA de 1.400 W | Platinum 89,00% 93,00% 94,00% 91,50%
CA de 1.400 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 91,50%
CA de 1.800 W | Titanium 90,00% 94,00% 96,00% 94,00%

Redundante 86 mm CA de 2.400 W | Platinum 89,00% 93,00% 94,00% 91,50%

Especificacées ambientais

Tabela 49. Especificacées de operacado continua para ASHRAE A2

Temperatura | Especificacdes

Operagdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para 10-35 ©C (50-95 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

Intervalo de umidade 8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 80% RH com ponto de orvalho méximo de 21 °C
em porcentagem (sem (69,8 °F)

condensagéo em todo o
tempo)

Reducao de corrente A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/300 m (1,8 °F/984 pés) acima de 900 m (2.953 pés).
operacional da altitude
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Tabela 50. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A3

Temperatura Especificacdes

Operacdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

5-40 ©C (41-104 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalo de umidade
em porcentagem (sem
condensag&o em todo o
tempo)

(75,2 °F)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 85% RH com ponto de orvalho méximo de 24 °C

Reducéo de corrente
operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 °C/175 m (1,8 °F/574 pés) acima de 900 m (2.953 pés).

Tabela 51. Especificacdes de operacdo continua para ASHRAE A4

Temperatura Especificacdes

Operagdes continuas permitidas

Faixa de temperatura para
altitudes <= 900 metros (<=
2.953 pés)

5-45 °C (41-113 °F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalo de umidade
em porcentagem (sem
condensagdo em todo o
tempo)

(75,2 OF)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 °C a 90% RH com ponto de orvalho maximo de 24 °C

Redug&o de corrente
operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/125 m (1,8 °F/410 pés) acima de 900 m (2.953 pés).

Tabela 52. Especificacdes ambientais comuns para ASHRAE A2, A3 e A4

Temperatura

Especificacdes

Operacdes continuas permitidas

Gradiente maximo de temperatura (aplica-se tanto a
operacgdo quanto a ndo operagao)

20 °C em uma hora * (36 °F em uma hora) e 5 ©C em 15 minutos (9 °F em 15
minutos), 5 °©C em uma hora * (9 °F em uma hora) para hardware de fita

@ NOTA: * - De acordo com as diretrizes térmicas da ASHRAE para hardware
de fita, essas ndo sdo taxas instantaneas de mudancga de temperatura.

Limites de temperatura ndo operacional

-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)

Limites de umidade ndo operacional

5% a 95% de RH com ponto de orvalho méaximo de 27 ©C (80,6 °F)

Altitude ndo operacional maxima

12.000 metros (39.370 pés)

Altitude maxima de operacao

3.050 metros (10.000 pés)

Tabela 53. Vibracao maxima especificacoes

Vibracdo maxima

Especificacdes

De operacéo

0,21 gims, de B Hz a 500 Hz por 10 minutos (todas as orientagdes de operagéo)

Armazenamento

1,88 Gims, de 10 Hz a 500 Hz por 15 minutos (todos os seis lados testados)

Tabela 54. Especificacdes maximas de pulsos de choque

Pulsos de choque maximos

Especificacoes

De operacéo

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente Nos eixos X, y € z positivos e
negativos de 6 G por até 11 ms
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Tabela 54. Especificacdes maximas de pulsos de choque (continuacéo)

Pulsos de choque maximos Especificactes

Armazenamento Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente Nos eixos X, y € z positivos e
negativos (um pulso de cada lado do sistema) de 71 G por até 2 ms

Especificagcdes de contaminag&o gasosa e por particulas

A tabela a seguir define as limitagdes para ajudar a evitar qualquer dano ou falha nos equipamentos por contaminagdo gasosa ou por
particulados. Se os niveis de contaminagdo gasosa ou por particulados ultrapassarem as limitagdes especificadas e resultarem em danos
ou falhas ao equipamento, pode ser que vocé precise corrigir as condigdes ambientais. A correcdo das condigdes ambientais € de
responsabilidade do cliente.

Tabela 55. Especificacdes de contaminacdo por particulas

Contaminacédo por particulas Especificacdes

Filtragem do ar Filtragem de ar para data center de Classe 8 conforme definida na ISO
14644-1 com limite superior de confianga de 95%

@ NOTA: Essa condigc&o aplica-se apenas a ambientes de data center.
Os requisitos de filtragem de ar ndo se aplicam a equipamento de Tl
projetado para ser usado fora de um data center, em ambientes como
escritérios ou fabricas.

@ NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem MERV11 ou
MERWV13.

Poeira condutiva O ar precisa estar livre de poeira condutiva, limalha de zinco ou outras
particulas condutivas

@ NOTA: Esta condig&o se aplica tanto a ambientes de data center como
a ambientes que ndo sejam de data center.

Poeira corrosiva e O ar precisa estar livre de poeira corrosiva

e A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de deliquescéncia
menor que 60% de umidade relativa

()| NOTA: Esta condigéo se aplica tanto a ambientes de data center como
a ambientes que ndo sejam de data center.

Data center de borda Walk-Up ou gabinete (ambiente A filtragem nado é necesséria para gabinetes que devem ser abertos 6 vezes

vedado de loop fechado) ou menos por ano. A filtragem da classe 8 segundo a ISO 1466-1 como

definido acima € necesséria de outras formas

@ NOTA: Em ambientes normalmente acima da Classe G1do ISA-71ou
que possam ter desafios conhecidos, podem ser necessarios filtros

especiais.
Tabela 56. Especificacdes de contaminacdo gasosa
Contaminacéo gasosa Especificacoes
Taxa de corrosdo do cupom de cobre < 300 A/més para a Classe G1 conforme definido pela ANSI/ISA71.04-2013
Taxa de corroséo do cupom de prata <200 A/més conforme definido pela ANSI/ISA71.04-2013

Especificacées de contaminacdo gasosa e por particulas

A tabela a seguir define as limitagdes para ajudar a evitar qualquer dano ou falha nos equipamentos por contaminagdo gasosa ou por
particulados. Se os niveis de contaminagc&o gasosa ou por particulas excederem as limitages especificadas e resultarem em danos ou
falhas ao equipamento, vocé devera corrigir as condigdes ambientais. A correcdo das condigdes ambientais € de responsabilidade do
cliente.
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Tabela 57. Especificac6es de contaminacao por particulas

Contaminacéo por particulas

Especificacdes

Filtragem de ar: somente data center convencional

Filtragem de ar para data center de Classe 8 conforme definida na ISO
14644-1 com limite superior de confianga de 95%.

@ NOTA: Filtrar o ar da sala com um filtro MERV8, conforme especificado
na norma ANSI/ASHRAE 127, é um método recomendado para alcangar
as condigbes ambientais necessarias.

NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem MERV11 ou
MERV13.

®

NOTA: Essa condig&o aplica-se apenas a ambientes de data center.
Os requisitos de filtragem de ar n&do se aplicam a equipamento de Tl
projetado para ser usado fora de um data center, em ambientes como
escritérios ou fabricas.

®

Walk-Up Edge Data Center or Cabinet (ambiente de loop
fechado e vedado)

A filtragem n&o € necesséria em gabinetes que se espera que sejam abertos
seis vezes ou menos por ano. A filtragem da Classe 8 por ISO 1466-1,
conforme definido acima, é necesséria de outra forma.

@ NOTA: Em ambientes normalmente acima do ISA-71 Classe G1 ou

que possam ter desafios conhecidos, filtros especiais podem ser
Necessarios.

Poeira condutiva: ambientes de data center e que n&o s&o
de data center

O ar precisa estar livre de poeira condutiva, limalha de zinco ou outras
particulas condutivas.

@ NOTA: A poeira condutiva, que pode interferir na operagéo dos
equipamentos, pode se originar de varias fontes, inclusive processos de
fabricacao e fios de zinco que podem se desenvolver no revestimento
de placas de pisos elevados.

NOTA: Esta condic&o se aplica tanto a ambientes de data center como
a ambientes que ndo sejam de data center.

®

Poeira corrosiva: ambientes de data center e que ndo s&o
de data center

e O ar precisa estar livre de poeira corrosiva.

e A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de deliquescéncia
menor que 60% de umidade relativa.

@ NOTA: Esta condic&o se aplica tanto a ambientes de data center como
a ambientes que ndo sejam de data center.

Tabela 58. Especificacées de contaminacédo gasosa

Contaminacéo gasosa Especificacoes

Observacées

Taxa de corrosdo do cupom de
cobre

ISA-71 Classe G1: 300 A/més

Conforme a ANSI/ISA71.04

Taxa de corrosdo do cupom de
prata

ISA-71 Classe G1: 200 A/més

Conforme a ANSI/ISA71.04

Matriz de restricdo térmica
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Tabela 59. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (ndo GPU)

16
SéAS 24
e .
o5 | uni
8 6I e dad 8
u.2 16 Zad es | unida 16
de | U.2/SAS . de des .
. x Sem 24 unidades SAS | as + 12 unidades de 3,5 E3
Configuracao 2,5 de 2,5 2,5 de ’ 32 E3
BP pole | polegada de 2,5 polegadas U82 pole| 3,5 polegadas 8 E3
gad s d.e gad | poleg
as as | adas
2,5
pole :‘/IZ
gad
as
Armazenamento 2
traseiro tras
. 4 4
eira
tras 2 tras
s de R . A
55 | eira traseir 4 eira
<;I e|S de Se as de | traseir s de
Sem | Sem Sem Pad 2,5" | Sem| m Sem | Sem 2,5 asde | Sem | Sem | 2,5"
unid | unid Sem unid gas com | unid | uni | unida | unidad | polega| 2,5" | unid | unid | com
ade | ade | unidade | ade com 3 ade | dad de e das com 3 | ade | ade 3
tras | tras | traseira | tras 2 vent | tras e |trasei| traseir | com 2 | ventila| tras | tras | vent
eira | eira eira vent ilad | eira | tras ra a ventila | dores | eira | eira |ilado
ilad | ores eira dores | traseir res
ores tras traseir os tras
cTDP | TDP tras e'sr° 0s e's’°
max. da da eiro
CPU CPU s
210 Vent | Ven . . )
W ilado | tilad Ventil | Ventila venti Venti | Venti
r or ador dor lador lador | lador
200 . . ventilador | oo | pr [ HPR | HPR e ntiiador HPR | HPR | HPR | HPR
W Ventilador HPR Silver HPR Silver | . Silver | Silver Silve
240 Silve | Gold (75%] | [70%] Gold [70%] ; Gold | Gold
W r
+2U STDHSK Vent [ +2USTD + +2U EXT HSK +2U | +2u
ilado HSK +oul 2u +2U +2U +2U st | sTD
r STD EXT STD
STD | STD HSK | HSK
HPR HsK | Hsk HSK HSK HSK
Silve
260 r Vent | Ven
) ) Ventil Venti ) .
O W +2U fado | tad ager lacor | /o Ve
EXT Ventilador HPR Gold
i 290 HSK HPR | HPR | HPR 0% PR HPR | HPR
cT W ) Silver [70%] Silve
DP 300 Silve | Gold [75%] ; Gold | Gold
W [ 280 r ? +2U EXT HSK
da + 42U + 92U +2U | +2U
CP W +2U 2U | Los . Lot | STD | ExT
U Ventilador | EXT | EXT [ 70 Hak | HSK [ HSK
Ventilador HPR Silver HPR Gold | HSK [ HSK
360 + 2U EXT HSK + 2U EXT Ven .
W yent HSK yent tilad Ventil Venti | Venti | Venti
ilado ilado ador
) ) or HPR lador | lador | lador
320 HPR HPR | HPR | HPR
400 w HPR HPR Gold Gold Gold | Gold | Gold
W Gold Gold [75%] Nao compativel
+ +2U|+2U ] +2U
+2U 2oy |t EXT | STD | EXT
EXT EXT STD EXT HSK | HSK | HSK
HSK HSK HSK
HSK
) .| Venti | Venti
r';/'; RDIMM de Ventiador HER Siver \;f;;tr" Ventilador HPR GOLD ?;‘ngtr' lador | lador
ia 16 GB HPR [70%] Silve HPR | HPR
Gold | Gold
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Tabela 59. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (ndo GPU) (continuacao)

16
S:.eS 24
25 uni
8 6Ie dad 8
u.2 16 Zad es | unida 16
de | U.2/SAS . de des .
. x Sem 24 unidades SAS | as + 12 unidades de 3,5 E3
Configuracao 2,5 de 2,5 2,5 de ’ 32E3
BP pole | polegada de 2,5 polegadas U82 pole | 3,5 polegadas 8 E3
gad s d.e gad | poleg
as 25 | @ adas
pole :‘/IZ
gad
as
Armazenamento 2
traseiro tras 4 4
:';2 tras 2 tras
25 eira traseir 4 eira
<;Ie s de Se as de | traseir sde
Sem | Sem Sem Pad 2,5" | Sem| m Sem | Sem 2,5 asde | Sem | Sem | 2,5"
unid | unid Sem unid gas com | unid | uni | unida | unidad | polega| 2,5" | unid | unid | com
ade | ade | unidade | ade com 3 ade | dad de e das com 3 | ade | ade 3
tras | tras | traseira | tras 2 vent | tras e |trasei| traseir | com 2 | ventila | tras | tras | vent
eira | eira eira vent ilad | eira | tras ra a ventila | dores | eira | eira |ilado
ilad | ores eira dores | traseir res
ores tras traseir os tras
cTDP | TDP tras e'sr° 0s e's’°
max. da da eiro
CPU CPU s
R[gg/lg/lee Ventilador HPR Silver
Silver r
RDIMM de . . [75%] HPR
64 GB Ventilador HPR Silver
\;i'g[r” Venti | Venti | Venti
RDIMM de ) Ventilador HPR GOLD lador | lador | lador
96 GB Ventilador HPR GOLD HPR [70%] aer | PR | PR
GOLD Gold | Gold | Gold
[75%]
\;fir:)tr” Venti | Venti | Venti
RDIMM de ) Ventilador HPR GOLD lador | lador | lador
128 GB Ventilador HPR GOLD HPR [70%] aer | PR | PR
GOLD Gold | Gold | Gold
[75%]
Supor
ta ) . )
tempe Venti | Venti | Venti
RDIMM de ) Suporta temperatura lador | lador [ lador
256 GB Ventilador HPR GOLD ;ar:;: ambiente de 30 °C | HPR | HPR | HPR
Gold | Gold | Gold
nte de
30 °C

®| NOTA: A temperatura de operagdo padrdo compativel é de 35 °C.

*Nota: a temperatura ambiente suportada é de 30 ©C.

©)

processador duplo.

NOTA: S&0 necessarios trés modulos de ventilador para processador Unico e seis médulos de ventilador para um sistema com
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracido de GPU)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d 8
eg | e |unida 16
8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP oleaada| 2.5 SAS de as [ 5| de de 3,5 32E3
P sg oie 2,5polegadas | +8 | p | 3,5 polegadas 8
2dag U.2 | ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei
s ras 1
de 4 de tra 4
2 tra 2 sei tras
5’ seir S 5’ ras cira
o| 3 e ol de s de
’I’e de | Se [ m Se ’;g 2,5|Se | Se |5
25| m|u m "Im|m )
Sem | Sem |ga | .| .| Sem .| ad . "
Sem Sem unida | unid | da unit Nl nida | YN[ as | €O (Ut unt | g
Mod unidade | unidade de ade | s rg°3 g: ci’a de g: co r; g: g: m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral| tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
ve dor | ra as ra | ot ad | ra | ra es
nti | &S el lad | °T® tras
lad tra ra or |.S eiro
or seir es tra s
os sei
es tra | "o
tra sei
sei ro
ro s
s
9334 V
en
9224 il
240 W Ve ad Ve
9254 ntil or ntil
9124 ado H Ventil ad Ven
r = ador or tilad
. 9634 HRF’ R EEE HRP Na | or
/ 9534 | Nao Ventilador HPR Gold col | G | 75% X Gol| O [HPR
cTD compati d ol ] Nao d co | Gold
P da 94/54 vel + HSK EXT 1U d compativel mp .
CPU + + + | ativ
9454 Hs | " | HsK Hs | of | HSK
300 W P k |7 ext K EXT
EX S U EX v
T K T
9354 E
/ (V] % U
9354 T
P U
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU) (continuacao)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d 8
eg | e |unida 16
8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP oleaada| 2.5 SAS de as [ 5| de de 3,5 32E3
P sg oie 2,5polegadas | +8 | p | 3,5 polegadas 8
2dag U.2 | ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei 4
2 tra 2 sei tras
5’ seir S 5’ ras cira
o| 3 e ol de s de
Fe | de [ Se | m Se [P°/12,5(se | se |5
Sem | Sem | ga 25(m fu Sem | M a(gi y m | m "
Sem Sem unida | unid ga cl; l:;;i 3; unida l:;;i as ‘r:: l(';;i Lg;i co
Mod unidade | unidade de ade | s m3| de | d de de || 3 |del de m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
ve dor | ra |as ra | ot ad | ra | ra es
nti | &S ei lad | °T® tras
lad tra ra or |.S eiro
or seir es tra s
es | ©S tra sei
tra sei | 708
sei ro
ro s
s
Ventilado
9654 r HPR
/ Gold
9654
p + HSK
EXT 1U
9554 Ve
/ ntil
9554 ad i
P Nao or Nao
Nao . N . com
400 W 9474 Ventilado compativel compativ | Ndo compativel HRP patf
F r HPR el
Gold col vel
d
+ HSK N
EXT1U HS
9374 * K
F EX
T
U
*
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU) (continuacao)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d 8
eg | e |unida 16
8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP oleaada| 2.5 SAS de as [ 5| de de 3,5 32E3
P sg oie 2,5polegadas | +8 | p | 3,5 polegadas 8
2dag U.2 | ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei 4
s ras
de t4 de tra 4
2 ra 2, | s¢ tras
5’ seir S 5’ ras .
as e I de elga
PO | de | Se [m se |P%|2,5(|se | se |59
Sem | Sem I:l 25(m fu Sem | M gtgi y m | m 2"'5
. mig " | uni | ni . uni co | uni | uni
Sem Sem unida | unid | da co | da |da unida dal2 | m |dalda| c®
Mod unidade | unidade de ade | s m3| de | d de de || 3 |del de m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
dor | ra |as ra .|lad | ra| ra
ve | o ei nti| o es
nti t lad tras
ra ra s -
lad . or eiro
seir tra
or | s es | i s
es tra| oo
tra sei
sei ro
ro s
s
9274 Ve
F ntil
ad
or
Ventilado HRP
r HPR Gol
Gold q
9174F +HSK N
EXT 1U HS
K
EX
T
U
Ventilado
r HPR Ve
Gold ntil
9684 ad
X + HSK or
EXT 1U HP
R

*
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU) (continuacao)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d 8
eg | e |unida 16
8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP oleaada| 2.5 SAS de as [ 5| de de 3,5 32E3
P sg oie 2,5polegadas | +8 | p | 3,5 polegadas 8
2dag U.2 | ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei 4
s ras
de t4 de tra 4
2 ra 2, | s¢ tras
5’ seir S 5’ ras .
as e I de elga
PO | de | Se [m se |P%|2,5(|se | se |59
Sem | Sem I:l 25(m fu Sem | M gtgi y m | m 2"'5
. mig " | uni | ni . uni co | uni | uni
Sem Sem unida | unid | da co | da |da unida dal2 | m |dalda| c®
) Mod unidade | unidade de ade | s m3| de | d de de || 3 |del de m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
dor | ra |as ra .|lad | ra| ra
ve | o ei nti| o es
nti t lad tras
ra ra s -
lad . or eiro
seir tra
or es " s
os sei
es tra| oo
tra sei
sei ro
ro s
s
Gol
d
+
HS
K
EX
T
U
*
9384 Ve
X ntil
Ventilado icrj
r HPR Hp
Gold R
9184 + HSK Gol
X EXT 1U d
+
HS
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU) (continuacao)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d 8
eg | e |unida 16
8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP oleaada| 2.5 SAS de as [ 5| de de 3,5 32E3
P sg oie 2,5polegadas | +8 | p | 3,5 polegadas 8
2dag U.2 | ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei 4
s ras
de t:']a de ::: 1
2, N 2, tras
g |seir S g |ras cira
Po | G [ se [ m se [P0 5% | se | s [5de
le 2% e|m e eg | 2 e e 2,5
Sem |Sem | ga |5 | [0 | 0| Sem | % iad | o f (L )
Sem Sem unida | unid | da co | da |da unida dal2 | m |dalda| c®
Mod unidade | unidade de ade | s m3| de | d de de || 3 |del de m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
ve dor | ra |as ra | ot ad | ra | ra es
. | es ei ore
nti tra ra lad s tras
lad . or eiro
or | S€ir es | tH@ s
os sei
es tra| oo
tra sei
sei ro
ro s
s
K
EX
T
1
RDIMM de 16 GB
RDIMM de 32 GB Ventil
RDIMM de 64 GB ai?é Ve
ntil
Mem RDIMM de 96 GB Ventilad | Ventilad | Gold ad Ven
i tilad
oria RDIMM de 128 GB Ventilador HPR Gold or HPR | or HPR or
Gold Gold HP or
Ventil R HPR
ador Gol Gold
RDIMM de 256 GB HPR d
Gold
*
A2 Ventilad | Ventilad Ventil
GPU Ventilador HPR Gold or HPR | or HPR vV vV
A6 64 GB God | God | @dr ° en
© © ntil tilad
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Tabela 60. Refrigeracao a ar: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU) (continuacao)

2
4
16 | u
SA | ni
S |da
de | d
2,5 |es
16 pol | d §d
eg | e |unida 16
o 8U.2de | 0:2/S| 24 unidades | ad |2,| des | 12unidades |E3
Configuracao Sem BP polegada | 2,5 25SAISded a58 5 ;Ie5 c:e3,g 8 32E3
s poleg ,b polegadas | + P y polegadas
adas U.2| ol | poleg E3
de | e | adas
2,5|ga
pol | da
eg | s
ad | N
as |V
M
e
Armazenamento traseiro 2
tra 2
sei tra
ra sei 4
2 tra 2 sei tras
5’ seir S 5’ ras cira
po as e pol de s de
le de [ Se [ m Se eg 2,5|Se | Se 25
Sem | Sem | ga 25(m fu Sem | M. | ad y m | m "
Sem Sem unida | unid ga 3 léni gi unida l:jni as ‘r:: l(',ni :lni co
Mod unidade | unidade de ade | s rg°3 d: da de d: co| 3 d: d: m3
cTDP max. da CPU elo traseira | traseira | trasei | tras | co ven|tra| e trase tral ™ | ve |tral tra | V&"
ra eira '; tila | sei |tr [ "M@ |sei v2e ntil | sei | sei ;'cl,?
ve dor | ra as ra | ot ad | ra | ra es
nti | &S el lad | °T® tras
lad tra ra or |.S eiro
or | S€ir es | tH@ s
es | © tra | S©
tra sei | 708
sei ro
ro s
s
A30 24 GB
A40 48 GB 4
a
A100 80 GB or
or
MI210 64 GB HPR HP HPR
Gold R
Gold
H100 Gol
d
L4
40

*Nota: a temperatura ambiente suportada € de 30 °C.

®| NOTA: "Ventilador Gold de alto desempenho" a ser compativel com todas as configuragdes de GPU.

®| NOTA: A GPU n&o é compativel com configuragdes de 12 x 3,5 polegadas e configuragdes de sistema com médulo traseiro instalado.
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Tabela 61. Refrigeracao a ar: orientacado térmica (ndo GPU)

24
uni
16 da
SAS | de 8
8U.2 16 de2,5| s unidad 16
de |U.2/SAS| 24 unidades polega | de es de 12 unidades | E3
Configuracao Sem BP 2,5 de 2,5 SAS de das + | 2,5 35 de 3,5 32 E3
poleg | polegad | 2,5 polegadas | 8 U.2 | pol ol’e a polegadas 8
adas as de 2,5 | eg pdag E3
polega | ad
das as
NV
Me
Armazenamento 2 2 4
traseiro tra tra | tra 4
sei sei | sei tra
ras| 4 ras | ras sei
de | tras de | de ras
2,5 | eiras 2,5|2,5
' ’ ’ Se | de
Se 2‘;‘ e Se Se ‘;‘;‘ ‘;‘;‘ Se | m |25
Sem m | ad | pole | Sem ur:i Sem ur:i ad | ad ur:i ":3 co
Sem unida Sem uni | as | gada | unidad da unidad da| 2 |3 |dad|ad| m
M Namero unidade de unidade | dad | co s e de e de ||| e e | 3
cTDP od de traseira | trasei | traseira e m | com | traseir tra traseir tral ™1™ [ tra| tr| ve
el | nacleos ra tras | 2 3 a sei a sei| 2 | 3 |seir|as | ntil
o eira | ve | venti ra ra ve | ve a |eir| ad
ntil | lador ntil | ntil a | ore
ad | es ad | ad s
ore | tras ore | ore tra
s | eiros s s sei
tra tra | tra ros
sei sei | sei
ros ros | ros
Tipo de defletor Regular Regular Regular Regular
24
0|3 =
W 34
24
0 92 24
W 24
35 °C
24
0 gi 24
W
2O4 91 16
D w24
P/
cT
30
DP| o [96] g4 35°C 35°C 35°C 35°C 35 °C
da W 34
CP
U |30 95
0 48
W 34
94 o
- 54 30 °C
/
O loal ®
54
F)
30|93
0 |54 32
W/
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Tabela 61. Refrigeracao a ar: orientacdo térmica (ndo GPU) (continuacéo)

24
uni
16 da
SAS | de 8
8U.2 16 de2,5| s unidad 16
de |U.2/SAS| 24 unidades polega | de es de 12 unidades | E3
Configuracao Sem BP 2,5 de 2,5 SAS de das+ | 2,5 35 de 3,5 32 E3
poleg | polegad | 2,5 polegadas | 8 U.2 | pol pol’ega polegadas E83
adas as de 2,5 | eg
polega | ad das
das as
NV
Me
Armazenamento 2 2 4
traseiro tra tra | tra 4
sei sei | sei tra
ras 4 ras | ras sei
de | tras de | de ras
2,5 | eiras 2,5]12,5 Se | de
so || 85| fse| |se|mlm]se|m|2s
Sem m | ad | pole | Sem uni Sem uni ad | ad uni | id | co
Sem unida Sem uni | as | gada | unidad da unidad da| 2 |3 |dad|ad| m
M Ndmero unidade de unidade | dad | co s e de e de | €0 | co e e 3
od traseira | trasei | traseira e m | com | traseir traseir m | m
cTDP de tra tra tra | tr | ve
el . ra tras | 2 3 a ; a o 3 : .
nucleos - . sei sei seir | as | ntil
o eira | ve | venti ra ra ve | ve a eir| ad
ntil | lador ntil | ntil a | ore
ad es ad | ad s
ore | tras ore | ore tra
s | eiros s s sol
tra tra | tra ros
sei sei | sei
ros ros | ros
Tipo de defletor Regular Regular Regular Regular
93
54
F)
96
40 5/4
\?V 96 96
54
P
95
40 5/4
\(/)V 95 64
54
P
N&o
4(;) 3;1 o compativel
W1 F
40| 93
0|74 32
W1 F
40| 92
0|74 24
W1 F
40 | AN
01|74 16
W1 F
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Tabela 61. Refrigeracao a ar: orientacdo térmica (ndo GPU) (continuacéo)

24
uni
16 da
SAS | de 8
8U.2 16 de2,5| s unidad 16
de |U.2/SAS| 24 unidades polega | de es de 12 unidades | E3
Configuracao Sem BP 2,5 de 2,5 SAS de das+ | 2,5 35 de 3,5 32 E3
poleg | polegad | 2,5 polegadas | 8 U.2 | pol ol’e a polegadas 8
adas as de 2,5 | eg pdag E3
polega | ad
das as
NV
Me
Armazenamento 2 2 4
traseiro tra tra | tra 4
sei sei | sei tra
ras 4 ras | ras sei
de | tras de | de ras
2,5 | eiras 2,5]12,5 Se | de
pol | de pol | pol
Se |eg | 2,5 S;: ?ne eg | eg sr’: ::1 2.’.5
Sem m | ad | pole | Sem uni Sem uni ad | ad uni | id | co
Sem unida Sem uni | as | gada | unidad da unidad da| 2 |3 |dad|ad| m
M Ndmero unidade de unidade | dad | co s e de e de | €0 | co e e 3
od traseira | trasei | traseira e m | com | traseir traseir m | m
cTDP el de t 2 3 tra tra| 5 3 [tra|tr|ve
nacleos ra ras | @ sei a sei seir | as | ntil
o eira | ve | venti ra ra ve | ve a eir| ad
ntil | lador ntil | ntil a | ore
ad es ad | ad s
ore | tras ore | ore tra
s | eiros s s sol
tra tra | tra ros
sei sei | sei
ros ros | ros
Tipo de defletor Regular Regular Regular Regular
40
0 |oa| 128
W
40
0 2471 12
W
40 | 96
0|84 96
W X
40| 93
0|84 32
W X
40 | AN
0|84 16
W X
RDIMM de 16 GB
RDIMM de 32 GB
Me | RDIMM de 64 GB 35°C 35 °C
mo 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
ria | RDIMM de 96 GB
RDIMM de 128 GB
RDIMM de 256 GB 30 °C 30 °C

84
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Tabela 62. Refrigeracdo a ar: orientacdo térmica (configuracdo de GPU)

8 U.2 de 8 unidades | 12 unidades | 16 E3
Configuracéo Sem BP 2,5 1elU2de2,5 2025 | de3,5 de 3,5 32E3
polegadas poleg poleg polegadas | polegadas 8E3
D D
w w
DW (A (A
DW 10 10
(A1 DW DW DW 0/ 0/
00/ s DW (A10 A4 A4
A40 (A100 | w | (A100/ s | 0/A4 (A100 o/| s |0/]| s
/A3 | sw | 7A40/ A40/A (A100/ | w | 07A3 | sw |7A40/ [sw | A3 | w [A3 | w
0/A A30/A| A | 30/a1 | SW | Aq0/A3 0/A1 A30/ 0/ 0/
GPU 16/ | A2/ | 167 |2 6/ A2/L4 | O/A16/ | A2 [ 6/ A2/| A16/ | A2/ | A1 | A2 | A1 [ A2
MI2| L4 [MI210] 7 | MI210 MI2107 [ /L [MI21| L4 [MI210| L4 |67 | /L | 6/ | 7L
10/ / L / H100/ | 4 | o/ / M| 4 |MI| 4
H10 H100/ | 4 | H100/ L40) H100 H100/ 21 21
o/ L40) L40) / L40) o/ 0/
L40 L40) H1 H1
) 00 00
/ /
L4 L4
0) 0)
Qtd. max. x3 | x6 x3 g x3 x6 x3 x6| x3 [ x6 | x3 | x6 | x3 | x6|x3 | x6
Tipo de defletor
M | Namer | gpy GPU GPU GPU GPU GPU GPU | GPU
cTDP 0
el | nicleo
o S
24
0 gj 32
w
24
0 gi 24
w
24
0 |2] o
w
! 2o4 N
D MER
P/ NE
cT N&o o)
D 96 com| 35 N&o co | 35
0 84 o o o o o o
AE” oati | °C 350C | 350C | 35°C 350C 350C compativel 35 0°C mp | oc
da vel ati
C |30 vel
Plo ?j 48
Ulw
94
30 5/4
\(/)v oq| 64
54
P
0|2
0|7 32
Wz
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Tabela 62. Refrigeracdo a ar: orientacdo térmica (configuracdao de GPU) (continuacao)

8 U.2 de 8 unidades | 12 unidades | 16 E3
Configuracéo Sem BP 2,5 1el2de25 2025 | de3,5 de 3,5 32E3
polegadas poleg poleg polegadas | polegadas 8E3
D D
w w
DW (A (A
DW 10 10
(A1 DW DW DW 0/ 0/
00/ s DW (A10 A4 A4
A40 (A100 | w | (A100/ s |osa4 (A100 o/| s |0o/]| s
/A3 | sw | 7A40/ A40/A (A100/ | w | 07A3 | sw |7A40/ [sw | A3 | w [A3 | w
0/A A30/A| A | 30/a1| SW [ Aq0/A3 0/A1 A30/ 0/ 0/
GPU 16/ |A2/ | 167 | 2| 6/ A2/L4 | O7A16/ | A2 [ 6/ A2/| A16/ | A2/ | A1 | A2 | A1 [ A2
MI2| L4 [MI210 | 7 | MI210 MI210/ [ /L | MI21| L4 [MI1210| L4 |67 | /L |67 | /L
10/ / L / H100/ | 4 | o/ / M| 4 |M| 4
H10 H100/ | 4 | H100/ L40) H100 H100/ 21 21
0/ L40) L40) / L40) 0/ 0/
L40 L40) H1 H1
) 00 00
/ /
L4 L4
0) 0)
Qtd. max. x3 | x6 | x3 g x3 x6 x3 |x6| x3 [ x6 | x3 | x6 |x3|x6|x3]|x6
Tipo de defletor
M | Namer | gpy GPU GPU GPU GPU GPU GPU | GPU
cTDP 0
el | nicleo
o S
54
P
96
0 5/4
\?v o| P
54
P
95
0 5/4
ol o
54
i 30
o le) Né
20 | 94 o0 30°C ) ) 30°C .
0l74| 48 Naot Naot, N&o N&o co
W F compat { Compatt | oo oativel | compativel mp
ivel vel ativ
40| 93 el
0f7a] 32
W F
40| 92
0|74 24
W F
;j’g 35°C 35°C
40| 91
0|74 16
W F
40| 96 30
0l84| 96 o 30°C 30 °C
w | X
86 Apéndice A Especificacdes adicionais




Tabela 62. Refrigeracdo a ar: orientacdo térmica (configuracdao de GPU) (continuacao)

Configuracio Sem BP 8%,25“ 16 glez ‘;'3325'5 %fe"azégs stgg?ges 2 32ig?5des BE | ks
polegadas poleg poleg polegadas | polegadas 8 E3
D D
w w
ow el e
DW
@l ow || ow ool || || |
S DW
A40 (A100 | w | (A100/ s |osa4 (A100 o/| s |o/]| s
/A3 | sw | 7A40/ AdO/A [ | (A100/ | w | O/A3 | sw | /A40/ | sw | A3 [ w | A3 | w
0/A A30/A| A | 30/7A1 A40/A3 0/A1 A30/ 0/ 0/
GPU 16/ | A2/ | 167 |2 6/ A2/L4 | O7A16/ | A2 [ 6/ A2/| A16/ | A2/ | A1 | A2 | A1 [ A2
Mi2| L4 [M1210] 7 | MI210 Mi210/ [ /L [MI21| L4 [MI210| L4 |6/ | /L | 67| 7L
10/ / L / H100/ | 4 | os / MI| 4 |[MI| 4
H10 H100/ | 4 | H100/ L40) H100 H100/ 21 21
0/ L40) L40) / L40) 0/ o/
L40 L40) H1 H1
) 00 00
/ /
L4 L4
0) 0)
Qtd. max. x3 | x6 x3 g x3 x6 x3 x6| x3 [ x6 | x3 | x6 | x3 | x6|x3 | x6
Tipo de defletor
M | Namer | gpy GPU GPU GPU GPU GPU GPU | GPU
cTDP 0
el | nicleo
o S
40|93
0|84 32
w | x
ol fg 350°C 350C
0|84 16
w | x

®| NOTA: A GPU n&o é compativel com configuragdes de 12 x 3,5 polegadas e configuragdes de sistema com médulo traseiro instalado.

Tabela 63. Refrigeracédo a liquido: matriz de restricdo térmica (configuracdo de GPU)

) B 8 Uz.’25de uni;gdes 16 E3
Configuracao Sem BP polegada pglzgéfla 24 x 2,5 polegadas 8 E3
s
SwW Sw sSw SW SwW
GPU A2/14 A2/14 A2/L4 A2/L4 A2/14
Qtd. max. x6 x6 x6 x6 x6
Tipo de defletor GPU GPU GPU GPU GPU
CPU Todas as TDPs de CPU 35 °C
RDIMM de 16 GB
RDIMM de 32 GB
Memoria RDIMM de 64 GB 356 °C
RDIMM de 96 GB
RDIMM de 128 GB

Apéndice A Especificacdes adicionais

87



Tabela 63. Refrigeracao a liquido: matriz de restricdo térmica (configuracdao de GPU) (continuacao)

16
8 l12.25de unidades 16 E3
Configuracao Sem BP ’ de 2,5 24 x 2,5 polegadas
polesgada polegada 8 E3
s
SW SW SW SW SW
GPU A2/1L4 A2/L4 A2/14 A2/14 A2/1L4
Qtd. max. x6 x6 x6 x6 x6
Tipo de defletor GPU GPU GPU GPU GPU
RDIMM de 256 GB

@ NOTA: A temperatura de operagdo padrdo compativel é de 35 °C.

@ NOTA: "Ventilador Gold de alto desempenho" a ser compativel com todas as configuragdes de GPU.

@ NOTA: A GPU n&o é compativel com configurac@es de 12 x 3,5 polegadas, 8 x 3,5 polegadas, 32 x E3.S e configuragdes de sistema
com modulo traseiro instalado.

Tabela 64. Referéncia de rétulo

Rétulo Descricao

HPR (Silver) Alto desempenho (nivel Silver)
HPR (Gold) Alto desempenho (nivel Gold)
HSK Dissipador de calor

LP Baixo perfil

FH Altura completa
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Apéndice B. Conformidade a normas

O sistema estad em conformidade com as normas do setor a seguir.

Tabela 65. Documentos padrao do setor

Norma

URL para informacdes e especificacdes

ACPIEspecificagdo de configuragdo avangada e interface de
alimentacéo, v6.4

ACPI

Ethernet Padrao IEEE 802.3-2022

Padrdes IEEE

MSFT WHQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs

Programa de compatibilidade de hardware do Windows

IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0

IPMI

Meméria DDRS5 Especificagdes da SDRAM DDR5

Padroes JEDEC

PCI Express Especificagéo basica do PCI Express, v5.0

Especificagdes PCle

PMBus Especifica¢do do protocolo de gerenciamento de sistema
de energia, v1.2

Especificagéo do protocolo de gerenciamento de sistema de
energia

SAS Serial Attached SCSI, 3 (SAS-3) (T10/INCITS 519)

Interfaces de armazenamento do SCSI

SATA Rev. Serial ATA. 3,3 SATA IO

SMBIOS Especificagéo de referéncia do BIOS de gerenciamento | DMTF SMBIOS

de sistema, v3.3.0

TPM Especificagéo do Trusted Platform Module, v1.2 e v2.0 Especificagdes do TPM

UEFI Especificagdo da Unified Extensible Firmware Interface, v2.7

PI Especificag&o de inicializag&o da plataforma, v1.7

Especificagdes da UEF!

USB Barramento Serial Universal v2.0 e SuperSpeed v3.0 (USB 3.1
de 19 geracgéo)

USB Implementers Forum, Inc. USB

NVMe Especificagéo basica. Revisédo 2.0c

NVMe Especificagdes do conjunto de comandos

1. NVM Express Especificagdo do conjunto de comandos do
NVM. Revis&o 1.1c

2. Conjunto de comandos do NVM Express Zoned Namespaces.
Revis&o 1.0c

3. Conjunto de comandos do NVM Express® Key Value. Revisdo
1.0c

NVMe Especificagdes de transporte

1. Transporte do NVM Express sobre PCle. Revis&o 1.0c
2. Revisao do transporte do NVM Express RDMA. 1.0b
8. Transporte TCP do NVM Express. Revisdo 1.0c

NVMe Interface de gerenciamento do NVM Express. Revisdo 1.2¢c

NVMe Especificagéo de inicializagdo do NVMe. Revisdo 1.0

NVMe
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https://uefi.org/specsandtesttools
https://standards.ieee.org/
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/compatibility/whcp-specifications-policies
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-5b
https://www.jedec.org/standards-documents/results/jesd79-4
https://pcisig.com/specifications?field_technology_value%5B%5D=express&speclib=
https://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/PMBus_Specification_Part_I_Rev_1-1_20070205.pdf
https://www.t10.org/
https://www.sata-io.org/
HTTPS://WWW.DMTF.ORG/DSP/DSP0134
https://www.trustedcomputinggroup.org/
https://www.uefi.org/specifications
HTTPS://USB.ORG/DOCUMENTS
HTTPS://NVMEXPRESS.ORG/SPECIFICATIONS/

Apéndice C - Recursos adicionais

Tabela 66. Recursos adicionais

Recurso Descricdo do contetiido Local

Manual de instalag&o e servigo Dell.com/Support/Manuals

Este manual, disponivel em formato PDF,
mostra as seguintes informagdes:

Recursos do chassi

Programa de configuragéo do sistema
Caddigos indicadores do sistema

BIOS do sistema

Procedimentos de remogéo e
substituicdo

Diagnéstico

Jumpers e conectores

Guia de introdugao Dell.com/Support/Manuals

Este guia é incluso com o sistema e também
est4 disponivel no formato PDF. Este guia
mostra as seguintes informagdes:

e FEtapas de configurago inicial

Guia de instalagdo em rack Este documento acompanha os kits de rack | Dell.com/Support/Manuals
e mostra instrugdes para a instalagdo de um
servidor em um rack.

Etiqueta de informagdes do sistema A etiqueta de informagdes do sistema Dentro da tampa do chassi do sistema
documenta o layout da placa de sistema
e as configuragdes de jumper do sistema.
O texto & minimo devido a limitagdes de
espago e consideragdes de tradugéo. O
tamanho da etiqueta é padronizado nas
plataformas.

Cddigo QR para recursos do sistema Esse codigo no chassi pode ser digitalizado | Dentro da tampa do chassi do sistema
por um aplicativo de telefone para acessar
informacoes e recursos adicionais para

o servidor, incluindo videos, material de
referéncia, informagdes da etiqueta de
servigco e informagdes de contato de Dell.

Enterprise Infrastructure Planning Tool O Dell EIPT on-line permite obter Dell.com/calc
(EIPT) estimativas mais faceis e significativas

para ajuda-lo a determinar a configuracdo
mais eficiente possivel. Use o EIPT

para calcular o consumo de energia do
hardware, da infraestrutura de energia e do
armazenamento.
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Por que anexar contratos de servico

Os servidores Dell PowerEdge incluem uma garantia de hardware padrao que destaca nosso compromisso com a qualidade do produto,
garantindo o reparo ou a substituicdo de componentes defeituosos. Como lider do setor, nossas garantias sdo limitadas a 1 ou 3 anos,
dependendo do modelo, e ndo cobrem assisténcia de software. Os registros de chamadas mostram que as taxas de falha dos servidores
séo de aproximadamente 1% e, mais comumente, os clientes procuram o suporte técnico da Dell para problemas relacionados a software,
como orientag&o de configuragéo, solugdo de problemas, assisténcia de upgrade ou ajuste de desempenho. Incentive os clientes a adquirir
contratos de servigo ProSupport para complementar a cobertura da garantia e garantir o suporte ideal para hardware e software. O
ProSupport fornece uma garantia completa de hardware além da duragéo da garantia original (até 12 anos: incluindo sete anos de suporte
padrdo e mais cinco anos de Post Standard Support). Os detalhes do ProSupport Suite e dos beneficios est&o listados abaixo.

ProSupport Infrastructure Suite

ProSupport Infrastructure Suite € um conjunto de servigos de suporte que permite aos clientes construir a solugdo certa para sua
organizagdo. E um suporte de classe empresarial lider do setor que se alinha a relevancia de seus sistemas, & complexidade de seu
ambiente e a alocag&o de seus recursos de Tl.
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ProSupport Infrastructure Suite | Enhanced value across all offers!

Basic Hardware ProSupport for ProSupport Plus . _ :

Support Infrastructure for Infrastructure CUADGRS NIt AUGURE 0. (asat
Technical support availability and response objective 9/5, immediate 24/7, immediate 24(7, immediate No change
Hardware Hardware & Software || Hardware & Software H No change

Onsite response service level NBD NBD or 4-hour 4-hour

ProSupport Plus NBD is retired
. | | ~ i MyService360 and TechDirect (all offers)

| CloudiQ (ProSupport & ProSupport Plus)
Dell Security Advisories L] Available on additional products

|

I New to ProSupport

|| No change
Enhanced features

New to Basic

Predictive hardware anomaly detection

CloudiQ health and cybersecurity monitoring & analytics
i No change
Mission Critical support Enhanced features

No change
No change
No change
No change

nt Manager

S

'Based on availability
“Software license can be purchased through Dell or BYOL - see Se s Descriptions for details.

Figura 49. ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Plus for Infrastructure

O ProSupport Plus for Infrastructure é a melhor solugdo para clientes que buscam manuteng&o preventiva e desempenho ideal em

seus ativos essenciais aos negécios. O servigo atende aos clientes que precisam de suporte proativo, preditivo e personalizado para
sistemas que gerenciam cargas de trabalho e aplicativos empresariais essenciais. Quando os clientes adquirem o servidor PowerEdge,
recomendamos ProSupport Plus, nosso servigo de suporte proativo e preventivo para sistemas essenciais da empresa. O ProSupport Plus
oferece todos os beneficios do ProSupport, inclusive os "Cinco principais motivos para comprar o ProSupport Plus (PSP)" a seguir.

1. Acesso prioritario a especialistas em suporte especializado: solugédo de problemas imediata e avangada por parte de um
engenheiro que entende as solugdes de infraestrutura Dell.

2. Suporte essencial: quando ocorrem problemas graves de suporte (severidade 1), o cliente tem a certeza de que nds faremos tudo o
que for possivel para que seu sistema volte a funcionar o mais rapido possivel.

3. Service Account Manager: o principal representante de suporte do cliente, que garante que ele obtenha a melhor experiéncia
possivel de suporte proativo e preditivo.

4. Manutencao de sistemas: a cada seis meses, faremos a atualizagdo dos sistemas ProSupport Plus de um cliente instalando as
atualizag®es mais recentes de firmware, BIOS e driver para melhorar o desempenho e a disponibilidade.

B. Suporte a software de terceiros: a Dell € 0 ponto Unico de prestagéo de contas do cliente para qualquer software de terceiros
elegivel instalado no sistema ProSupport Plus, independentemente de ele ter adquirido o software conosco ou no.

ProSupport for Infrastructure

Suporte abrangente 24x7 para hardware e software: o melhor para produgéo, mas n&o para cargas de trabalho e aplicativos essenciais. O
ProSupport Service oferece especialistas altamente treinados 24 horas por dia e em todo 0 mundo para atender as necessidades de Tl.
Ajudamos a minimizar as interrupgdes e a maximizar a disponibilidade de cargas de trabalho do servidor do PowerEdge com:

Suporte 24x7 por telefone, chat e on-line

Um ponto central de responsabilidade por todas as questdes de hardware e software
Suporte a aplicativos, hypervisor e sistema operacional

Avisos de segurancga da Dell

Opgcoes de nivel de servigo de resposta no local em 4 horas ou no préximo dia Util
Detecgao proativa de problemas com criag&o de caso automatizada

Detecgao preditiva de anomalias de hardware
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Gerente de incidentes atribuido para casos de severidade 1

Suporte colaborativo de terceiros

Acesso a AlOps platforms — (MyService360, TechDirect e CloudIQ)

Experiéncia consistente, independentemente de onde o cliente estiver localizado ou em qual idioma se expresse.

Basic Hardware Support

Oferece suporte reativo de hardware durante o horario comercial normal, exceto feriados nacionais locais. N&o hé suporte de software
nem orientacgdo relacionada a software. Para niveis aprimorados de suporte, escolha ProSupport ou ProSupport Plus.

Servicos de suporte de Specialty

Os servigos opcionais de suporte de Specialty complementam o ProSupport Infrastructure Suite para oferecer proficiéncias adicionais que
s8o essenciais para as operagdes do data center moderno.

Complementos de cobertura de hardware para o ProSupport

Mantenha seu disco rigido (KYHD), mantenha seu componente (KYC) ou mantenha sua GPU:

Normalmente, se um dispositivo falha durante a garantia, a Dell o substitui usando um processo de troca individual. O KYHD/KYCC/
KYGPU oferece a opg¢éo de reter o seu dispositivo. Ele oferece controle total dos dados confidenciais € minimiza o risco de seguranca,
ao permitir gue vocé mantenha a posse de unidades, componentes ou GPUs com falha ao receber pecas de substituicdo sem incorrer
em custos adicionais.

Servico de diagnéstico no local:

|deal para locais sem equipe técnica. O técnico de campo da Dell realiza o diagnéstico inicial da solugdo de problemas no local e
transfere para engenheiros remotos da Dell para resolver o problema.

ProSupport Add-on para HPC:

Vendido como complemento do contrato do ProSupport Service, o complemento do ProSupport para HPC oferece suporte com
consciéncia de solug&o para cobrir os requisitos adicionais necessarios para manter um ambiente de HPC, como:

Acesso a especialistas séniores em HPC

Assisténcia avangada em cluster de HPC: desempenho, interoperabilidade e configuragdo

Suporte completo com solugdes de HPC avangadas

Envolvimento de pré-suporte remoto com especialistas em HPC durante a implementacao do ProDeploy
Complemento do ProSupport para Telco (Respond & Restore):

[©]
©]
[e]
O

um servigo complementar projetado para os 31 principais clientes da TELCO em todo o mundo, o Respond & Restore oferece acesso
direto a especialistas em solu¢des da Dell capacitados para suporte de nivel de operadora TELCO. Esse complemento também oferece
uma garantia do tempo de funcionamento do hardware, ou seja, se um sistema falhar, a Dell o instalara e colocaréa em funcionamento
em até 4 horas para problemas de severidade 1. A Dell incorrera em penalidades e taxas se os SLAs ndo forem atendidos.

Suporte personalizado e experiéncia complementar em todo o site

Technical Account Manager:

lider de tecnologia designado que monitora e gerencia o desempenho e a configuragéo de conjuntos de tecnologia especificos.
Suporte remoto designado:

especialista em suporte personalizado que gerencia toda a solugdo de problemas e resolugéo de ativos de Tl.
Servico Multivendor Support:

suporte a seus dispositivos de terceiros como um plano de servico para servidores, armazenamento e sistema de rede (inclui cobertura
para: Broadcom, Cisco, Fuijitsu, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, Oracle, Quanta, SuperMicro e outros).
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Servicos para grandes empresas

ProSupport One for Data Center:

o ProSupport One for Data Center oferece suporte flexivel em todo o local para data centers grandes e distribuidos com mais de
1.000 ativos (total combinado de servidor, armazenamento, sistema de rede etc.). Esta oferta é construida sobre recursos padréo
do ProSupport que alavancam nossa escala global e so adaptados as necessidades especificas de um cliente. Embora ndo seja

para todos, esta opgéo de servigo oferece uma solugéo verdadeiramente exclusiva para nossos maiores clientes com ambientes mais
complexos.

Atribuic&o de equipe de gerentes de contas de servicos com opgdes remota e no local
Atribuicdo de engenheiro técnico e de campo treinados sobre o ambiente e as configuragdes do cliente.
Relatérios e recomendagdes sob demanda habilitados pelas ferramentas do ProSupport AlOps (MyService360, TechDirect e
CloudIQ)
o Suporte no local flexivel e opgdes de pegas que se ajustam ao seu modelo operacional
o Um plano de apoio e treinamento sob medida para sua equipe de operagdes
ProSupport One for CSPs (Cloud Serviced Providers)

O ProSupport One para CSPs é uma oferta exclusiva projetada para um conjunto limitado de contas da Dell que compra solugdes

de computacéo de IA generativa superiores a 1.000 servidores e 250 milhdes de ddlares em vendas. O PS1 para CSPs melhora toda

a experiéncia de servigos combinando suporte, implantagéo (integragdo em rack), servicos de residéncia, um engenheiro de suporte
designado e o depdsito de pegas LOIS como um pacote abrangente. O preco especial foi determinado a competir eficazmente contra
os concorrentes e fornecer a melhor experiéncia do cliente. O PS1 para CSPs s6 pode ser vendido com servidores XE e todas as
plataformas de rede (Dell e NVIDIA). Todos os outros produtos s&o elegiveis para o PS1DC padréo, ndo para esta oferta especial de
pacote. Veja mais detalhes sobre o PS1 para CSPs aqui.

Logistics Online Inventory Solution (LOIS)

|deal para grandes organizagdes que tém sua propria equipe para dar suporte ao data center. A Dell oferece um servigo chamado
Logistics Online Inventory Solution, que € um depdsito de pegas no local que oferece um inventario local de componentes comuns para
substituicdo a quem faz autoatendimento. Ter acesso a esses depdsitos de pecas permite que guem faz autoatendimento substitua
um componente com falha imediatamente sem atrasos. Cada pega de substitui¢&o iniciaria automaticamente um reabastecimento do
inventario de pegas que é enviado no dia seguinte ou entregue no local pela Dell durante uma visita regular agendada (chamada de
Servigo agendado no local). Como parte do sistema LOIS, os clientes podem integrar seus sistemas diretamente ao Dell TechDirect
usando APls para ajudar a simplificar 0 processo de gerenciamento de suporte.

Servicos para fim da vida Util

Post Standard Support (PSS)

estenda a vida Util do servico além dos sete anos iniciais do ProSupport, adicionando cinco anos a mais de cobertura de hardware.
Sanitizacdo de dados e destruicdo de dados

Torna os dados irrecuperaveis em produtos reutilizados ou desativados, garantindo a seguranga de dados confidenciais, permitindo a
conformidade e oferecendo certificagdo compativel com NIST.

Asset Recovery Services

Reciclagem, revenda e descarte de hardware. Ajuda vocé a desativar com seguranga e responsabilidade os ativos de Tl que n&o s&o
mais necessarios e, a0 mesmo tempo, proteger seus negocios e o planeta.

ProDeploy Infrastructure Suite

O ProDeploy Infrastructure Suite oferece vérias ofertas de implementacéo que atendem as necessidades exclusivas de um cliente. Ele
€ composto por cinco ofertas: ProDeploy Configuration Services, ProDeploy Rack Integration Services, Basic Deployment, ProDeploy e
ProDeploy Plus.
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ProDeploy Infrastructure Suite
Versatile choices for accelerated deployments

FACTORY BASED SERVICES FIELD BASED SERVICES

ProDeploy
Plus

ProDeploy Onsite hardware
installation and

onsite software
configuration

ProDeploy
FLEX Rack

Integration = Choice of hardware

install (onsite / guided)

» Remote Software
Configuration

* Knowledge Transfer

PrQDeploy » Complete rack build: Basic ifprmantCloudia

FLEX Factory e o sl Deployment

best practices

ablin d syste
etk Do Knowledge Transfer

Configuration configuration

= System settings
» Asset tagging
= Load image

* Hardware install
+ Optional add-ons: and cable/label
- Performance test » Firmware update
- Inter-cabling of + Business hours
multiple racks

Ideal Customer buying " Customer buying rack with Customer buying a small
for: servers at volume >20 servers and switches number of servers or 1-2 racks

As an additional benefit to the customer, all deployments are planned, managed and tracked using online collaboration tool in TechDirect. DA LTechnologles

Figura 50. ProDeploy Infrastructure Suite

Servicos baseados em fabrica

Os novos Servigos de fabrica consistem em duas camadas de implementag&o que ocorrem antes do envio para o local do cliente.
ProDeploy FLEX FactoryConfiguration

|deal para clientes que compram servidores em volume e buscam pré-configuragdo antes do envio, como: imagem personalizada,
configuragBes do sistema e marcacgado de ativos para que ele chegue pronto para uso imediato. Além disso, os servidores sdo empacotados
e agrupados para atender aos requisitos especificos de envio e distribui¢&do para cada localizag&o do cliente a fim de facilitar o processo de
implementac&o. Depois que o servidor estiver no local, a Dell poderé instala-lo e configura-lo no ambiente usando qualquer um dos servigos
de implementacdo baseados em campo descritos na proxima seg&o.

ProDeploy FLEX Rack Integration

|deal para clientes que buscam criar racks totalmente integrados antes do envio. Essas criagdes de rack incluem instalagdo de hardware,
cabeamento e configuracdo completa do sistema. Vocé também pode adicionar um teste de estresse de fabrica e a configuragao final de
rack opcional no local para concluir a instalagéo do rack.

e As SKUs PADRAOQ para integracéo de rack estéo disponiveis apenas nos EUA e exigem:
o 20 ou mais dispositivos (servidores séries R e C, VxRail e todos os switches Dell ou n&o Dell).
o Envio para os EUA contiguos.
e USE A COTAGCAO PERSONALIZADA para cenarios de integragéo de rack que exigem:
o Envio para qualquer pais ou regido fora dos EUA ou envio para fora dos EUA contiguos
o Envio para vérios locais
o Racks com menos de 20 servidores
o Qualquer rack que inclua o armazenamento.
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ProDeploy Flex | Modular deployment (built in factory, onsite or remote)

Single point of contact for project management ®

Pre -deployment Expanded end-to-end project management Selectable

Site readiness review and implementation planning o

Deployment service hours 2417

Hardware installation options Onsite, factory®S or remote?

System software installation and configuration options Onsite, factory®5 or remote®

Multivendor networking deployment 4 Onsite, factory?® or remote?

Onsite Deployment in remote locations Selectable

Deployment . . . .
Onsite Deployment in challenging environments Selectable

Onsite Deployment with special site-based protocols or requirements Selectable

Install connectivity software based on Secure Connect Gateway technology L]

Dell NativeEdge Orchestrator deployment Selectable

Configure 3¢ party software applications and workloads * Selectable

Deployment verification, documentation, and knowledge transfer L]

Post -deployment

Configuration data transfer to Dell support [ ]
NI ELTIE1 /Ml Online collaborative environment - Planning, managing and tracking delivery process

"Hardware and Software delivery methods can be independently chosen; selecting Rack integration for software requires hardware Rack integration to also be selected.
2 Factory Rack Integration for server and VxRail; includes associated Dell network switches; final onsite rack installation available.

3Remote hardware option includes project specific instructions, documentation and live expert guidance for hardware installation.

4 Select 3" party multivendor networking and software applications.

5 Pair with Field Onsite Hardware service for final installation.

Figura 51. ProDeploy Flex - Recursos modulares

Servicos baseados em campo

e ProDeploy Plus:

Eleve as implementagdes de infraestrutura com nosso servigo mais completo, desde o planejamento até a instalacdo de hardware

no local e a configuragéo de software, inclusive a implementag&o de praticas recomendadas de seguranga cibernética. O ProDeploy
Plus oferece a habilidade e o dimensionamento necessérios para executar com sucesso implementacgdes exigentes em ambientes
complexos de Tl atuais. A implementagdo comega com uma analise de prontiddo do local e um plano de implementagé&o. Especialistas
certificados em implementacéo executam a configuragéo de software para incluir a configuracdo de sistemas operacionais e
hypervisors lideres. A Dell também configurara ferramentas de software PowerEdge para incluir utilitarios do sistema iDRAC e
OpenManage e suporte a plataformas de AlOps: MyService360, TechDirect e CloudIQ. Exclusiva do ProDeploy Plus, a implementag&o
de seguranca cibernética ajuda os clientes a entender possiveis riscos de seguranga e fazer recomendagdes para reduzir superficies
de ataque de produtos. O sistema é testado, validado antes da conclus&o. O cliente também receberé a documentagéo completa do
projeto e a transferéncia de conhecimentos para concluir o processo.

e ProDeploy:

O ProDeploy oferece configuragdo remota de software e opg¢des de instalagdo de hardware (no local ou guiada). O ProDeploy é
excelente para clientes que tém restrigcdes de prego ou estéo dispostos a participar de alguma parte da implementag&o para incluir
o oferecimento de acesso remoto a rede. A implementagéo remota de software do ProDeploy inclui tudo o que & mencionado no
ProDeploy Plus, exceto o valor agregado, a implementag&o de seguranga cibernética e as praticas recomendadas.
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ProDeploy Infrastructure Suite | Field service

Basic ProDeploy
Deployment

ProDeploy
Plus

Single point of contact for project management - { ] In region

deployment Site readiness review and implementation planning - L] ]

Deployment service hours Business hours 24(7

Hardware installation options Onsite Onsite or guided ' Onsite

Deployment System software installation and configuration options Remote Onsite

Install connectivity software based on Secure Connect Gateway technology 2 L]

Implement CyberSecurity best practices and policies in
APEX AlOps Infrastructure Observability

Post- Deployment verification, documentation and knowledge transfer

deployment Configuration data transfer to Dell technical support

Online collaborative platform in TechDirect for planning, managing and

Online collaboration tracking delivery

ed option including project specific instructions, documentation and live expe:

support & insights

Figura 52. ProDeploy Infrastructure Suite - Servicos de campo

Servicos de implementaciao complementares

Maneiras adicionais de expandir o escopo ou implementar cenarios exclusivos.

Adicionador de dois hosts (requer PD/PDP)

A implementacgdo de novos dispositivos de armazenamento, computagéo ou sistemas de rede pode exigir interconexdo com outros
servidores (também chamados de hosts). A equipe de entrega da Dell configurard quatro hosts por dispositivo como parte de cada
servi¢o do ProDeploy. Por exemplo, se o cliente estiver comprando dois storage arrays, o servico ProDeploy incluird automaticamente

a conectividade de quatro hosts cada (4x2 = 8 hosts totais por projeto, j& que sdo dois dispositivos). Este servigo complementar
"Adicionador de dois hosts" oferece a configuragéo de hosts adicionais além do que ja é entregue como parte do servigo ProDeploy.

Em muitos casos, os clientes podem trabalhar conosco enquanto configuramos os hosts incluidos, para que eles possam entender como
fazer o resto por conta propria. Sempre pergunte ao cliente quantos hosts estdo sendo conectados e venda o adicionador de host,
dependendo do conjunto de habilidades tecnoldgicas do cliente. Observe que este servigo se aplica a conectividade de dispositivos Dell e
nao a dispositivos de terceiros.

Servicos adicionais de implementacéo (ADT) - vendidos com ou sem PD/PDP

Vocé pode expandir o escopo de um contrato do ProDeploy aproveitando o Additional Deployment Time (ADT). O ADT cobre tarefas
adicionais acima dos produtos normais das ofertas do ProDeploy. O ADT também pode ser usado como um servigo independente sem
o ProDeploy. As SKUs est&o disponiveis para gerenciamento de projetos e conhecimento técnico especializado em recursos. As SKUs
s&o vendidas como blocos de quatro horas remotas ou oito horas no local. A equipe de entrega pode ajudar a avaliar o nimero de horas
necessérias para tarefas adicionais.

Servicos de migracado de dados

Migrar conjuntos de dados ndo é uma tarefa facil. Nossos especialistas usam ferramentas e processos comprovados para simplificar

as migracgdes de dados e evitar comprometer os dados. Um gerente de projetos do cliente trabalha com nossa experiente equipe de
especialistas para criar um plano de migragéo. A migragéo de dados faz parte de todos os upgrades tecnoldgicos, mudancas de plataforma
e mudanca para a nuvem. Conte com os servigos de migragéo de dados da Dell para realizar uma transi¢&o perfeita.
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Servicos de residéncia

Profissionais técnicos certificados atuam como uma extens&o de sua equipe de Tl para aprimorar competéncia e recursos internos e
ajudé-lo a obter uma adog&o mais répida e o ROl maximizado da nova tecnologia. Os Servicos de residéncia ajudam os clientes a fazer a
transi¢&o para novos recursos rapidamente, aproveitando conjuntos de competéncias tecnoldgicas especificos. Especialistas de residéncia
podem oferecer gerenciamento pds-implementacao e transferéncia de conhecimentos relacionados a aquisicdo de uma nova tecnologia ou
gerenciamento operacional diario da infraestrutura de TI.

e Especialistas globais disponiveis para atendimento presencial (no local) ou virtual (remoto)
Engajamentos a partir de duas semanas com flexibilidade para ajustar
A residéncia esta disponivel para necessidades de gerenciamento de projetos, e muitos conjuntos de habilidades tecnolégicas
diferentes, como: servidor, armazenamento, |A generativa, rede, seguranga, multinuvem, gerenciamento de dados e modernos
residentes de aplicativos de forca de trabalho

Cenarios exclusivos de implementacao

Servicos personalizados de implementacao

Quando uma implementagao esta além do escopo do ProDeploy Infrastructure Suite, vocé pode recorrer a equipe de servigos
personalizados de implementacao para lidar com situagdes complexas de implementagao e requisitos exclusivos do cliente. A equipe

de implementagao personalizada da Dell conta com arquitetos de solugdes que auxiliam nas discussdes para definir o projeto e desenvolver
a declaragéo de trabalho. Os servigos personalizados podem lidar com uma ampla variedade de implementagdes que podem ser realizadas
na fabrica ou no local. Todos os servigos personalizados de engajamento s&o solicitados por meio do SFDC.

ProDeploy FLEX

O ProDeploy Flex € um servigo modular e uma ferramenta potente para que vocé possa conectar mais servigos e melhorar a receita e as
margens. A oferta modular do ProDeploy Flex permite que as equipes de vendas criem e personalizem melhor os servigos, combinando
opg¢des de entrega em campo e de fabrica. Vocé também pode selecionar cenarios de implementag&o especiais sem precisar acionar o
atendimento personalizado de pedidos. O FLEX é ideal para implementagdes exclusivas em que o ProDeploy ou o ProDeploy Plus n&o s&o
uma solugdo adequada para as necessidades do cliente. Principais recursos do ProDeploy FLEX:

Criag&o de cotagodes de implementagéo usando recursos modulares e selecionaveis para hardware e software.
O sistema calcula automaticamente os pregcos com base no volume.

|deal para clientes que precisam de implementagdes de borda ou NativeEdge Orchestrator.

Capacidade de adicionar servigos de implementacao a dispositivos de rede de terceiros.

Implementac&o de computagdo com alto desempenho (HPC)

As implementagdes de computagéo com alto desempenho (HPC) exigem especialistas que entendam conjuntos de recursos avangados. A
Dell implementa os sistemas mais répidos do mundo e entende as nuances que os fazem funcionar. As implementagdes de HPC s&o mais
frequentemente limitadas como engajamentos de servico personalizado. No entanto, podemos fazer clusters de HPC menores com menos
de 300 nos usando uma SKU padr&o do ProDeploy. Qualquer SKU padrao para implementacao de HPC sera vendida como uma SKU de
base por cluster (ProDeploy for HPC Base), juntamente com um complemento do ProDeploy for HPC para cada dispositivo no cluster
(nds de servidor e switches).

Escopo do ProDeploy para HPC:

®| NOTA: Disponivel como SKUs padrdo nos EUA e Canadé. O servico personalizado é necessério para todas as outras regides.
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ProDeploy for HPC* HPC Add-on for Nodes

Rack & Stack Server Nodes
Professionally labeled cabling
BIOS configured for HPC

OS installed

Per node

Install & configure Cluster
Management software

Configure HPC nodes & switches
Validate implemented design
Perform cluster benchmarking
Product orientation

Per cluster

» Non-Tied BASE SKU » Tied & Non-Tied Add-on SKUs
+ 1 SKU per new cluster 1 SKU/asset
(regardless of cluster size) » If over 300 nodes use custom quote

Figura 53. Produtos padréao do ProDeploy for HPC

Build HPC solutions for your unique requirements
Choose ProDeploy for HPC or Custom deploy

ProDeploy service includes configuration of most OS, cluster mgmt., networking and benchmarking

Operating System Cluster Mgmt Software
- o Base C d M
I.reldll hudE i "’ CEI'ItOS ENVIDIA (m?:eﬁy Bnogmg:ilr;r Mg;)gr 5 k —
-~ XCAT is standard ____ LI n pa C - @
y M 1Warewuif is custom and |
Cluster oW SUSE irequires Rocky Linux __| REnEla

» roccy  ubuntu® OMNIA

I I
- I
Networking : Storage |
D&LLTechnologies : N ' | Solutions with blue dotted |
e g ; ML A)R)C)A)STREAM ! ' lines require custom service |
3y CORNELIS | % | ' engagement for deployment |
el il v SIHSdETIRILIOr deployment
: DataDirect :
S0 LT W Networking [ GFS |
I I

Notes related to networking above: Omni-Path is no longer an Intel Product, but is now distributed by a
company called Cornelis, and Mellanox was purchased by Nvidia, and now goes by Nvidia Networking.

Figura 54. Visdo grafica das opcdes de implementacédo de HPC para incluir hardware e software

DIA 2 - Servicos de automacdo com Ansible

As solugBes da Dell sdo criadas como "prontas para automacao" com APls (Application Programming Interfaces, interfaces de
programacao de aplicativos) integradas para permitir que os clientes fagam chamadas programaticas sobre o produto por meio de cédigo.
Embora a Dell tenha publicado casos de uso de automagédo do Ansible, alguns clientes precisam de assisténcia adicional com GitOps. Ao
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final do servigo, o cliente terd os componentes basicos necessarios para acelerar a automag&o e entender como a programacao funciona
em conjunto: scripts de automacao de casos de uso do dia 1 e do dia 2 (Ansible Modules), ferramenta de CI/CD (Jenkins) e controle de
versao (Git).

Dell Technologies Consulting Services

Nossos consultores especialistas ajudam clientes a transformar os resultados para os negédcios com mais rapidez e velocidade para as
cargas de trabalho de alto valor com os quais os sistemas Dell PowerEdge podem lidar. Da estratégia a implementagéo completa, a Dell
Technologies Consulting pode ajuda-lo a determinar como realizar a transformagao de Tl, da forca de trabalho ou aplicativo. Usamos
abordagens prescritivas e metodologias comprovadas combinadas com portfélio e rede de parceiros Dell Technologies para ajudar a
alcancar resultados em negécios reais. Desde nuvem multipla, aplicativos, DevOps e transformagdes de infraestrutura, até resiliéncia de
negdcios, modernizagéo de data center, l6gica analitica, colaboragéo da forga de trabalho e experiéncias de usuario — estamos aqui para
ajudar.

Dell Managed Services

Alguns clientes preferem que a Dell gerencie a complexidade e o risco das operagdes diarias de Tl, o Dell Managed Services utiliza
operagdes de entrega proativas e habilitadas por IA e automagdo moderna para ajudar os clientes a alcangar os resultados desejados para
0s negdcios a partir de seus investimentos em infraestrutura. Com essas tecnologias, nossos especialistas executam, atualizam e ajustam
os ambientes dos clientes alinhados aos niveis de servigo, ao mesmo tempo que fornecem visibilidade em todo o ambiente e no dispositivo.
Ha dois tipos de ofertas de servigos gerenciados. Primeiro, o modelo de terceirizagdo ou o0 modelo CAPEX em que a Dell gerencia os ativos
de propriedade do cliente usando nossas pessoas e ferramentas. O segundo € o modelo as a service ou 0 modelo OPEX chamado Dell
APEX. Neste servico, a Dell é proprietaria de toda a tecnologia e de todo o gerenciamento dela. Muitos clientes teréo uma combinagdo dos
dois tipos de gerenciamento, dependendo dos objetivos da organizago.

QOutsourcing or | ¥ i as-a-Service or
Managed CAPEX model APEX

OPEX model

We manage your technology
using our people and tools.1
¢ Managed detection and response*
¢ Technology Infrastructure
¢ End-user (PC/desktop)
¢ Service desk operations
¢ Cloud Managed (Pub/Private)

¢ Office365 or Microsoft Endpoint ’ k,,_‘

We own all technology so you
can off-load all IT decisions.
¢ APEX Cloud Services
¢ APEX Flex on Demand
elastic capacity
¢ APEX Data Center Utility
pay-per-use model

1 — Some minimum device counts may apply. Order via: ClientManagedServices sales@dell.com
* Managed detect onse covers the security monitoring of laptops
servers, & virtual servers. Min. 50 devices combined. No Networking or

Storage-only systems [SAN/NAS]. Available in 32 countries. Details here

Figura 55. Dell Managed Services

Managed Detection and Response (MDR)

O MDR (Managed Detection and Response, detec¢éo e resposta gerenciada) da Dell Technologies é viabilizado pela plataforma de
software Secureworks Taegis XDR. O MDR é um servi¢o gerenciado que protege o ambiente de Tl do cliente contra agentes mal-
intencionados e oferece correcdo se e quando uma ameaga € identificada. Quando um cliente adquire o MDR, ele recebe os seguintes
recursos de nossa equipe:

Recursos com selo da Dell

Assisténcia de implementagédo do agente para ajudar a implementar o Agente de endpoint do Secureworks
Deteccdo e investigagédo de ameacas 24x7

Com 40 horas por trimestre de resposta e atividades ativas de corregdo

Se o cliente tiver uma violagdo, oferecemos 40 horas por ano de inicio da resposta a incidentes cibernéticos
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o Analises trimestrais dos dados com o cliente

Dell Technologies Education Services

Crie os conhecimentos de Tl necessérios para influenciar os resultados da transformagao dos negécios. Potencialize talentos e capacite as
equipes com as habilidades certas para liderar e realizar a estratégia de transformacéo que impulsiona a vantagem competitiva. Aproveite o
treinamento e a certificagdo necessérios para a transformacgéo real.

O Dell Technologies Education Services oferece treinamento e certificacdes do servidor PowerEdge idealizados para ajudar o cliente a
obter mais do investimento em hardware. O curriculo apresenta as informagdes e as habilidades praticas em primeira mao que a equipe do
cliente instale, configure, gerencie e solucione problemas dos servidores Dell com seguranca.

Para saber mais ou inscrever-se em uma classe hoje, consulte Education.Dell.com.
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